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£n la solicitud de patente espaffola nime-
ro da serie 346,683 se describen slementos sensi-
bles a la radiacidn gue consisten tipicamente en
una capa metdlica, provista § no de un soporte &

substratao, que se halle recubierto con una capa su-
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perpuesta adherente de un material capaz de reaccip
nar con el metal o metales de la capa metalica cuan
do se expone a radiacidn electromagnética zuc1dente,
tal como, luz blanca intensa o radiacidn cirilar., La
5,  reaccidn inducida por radiacidn entre una capa metd
lica y la capa superpuesta se extiende en profundi-
dad desds la superficie de contacto entre ld capa me
tdlica y la capa superpuesta proporcicnalmante a la
exposicidn a la radiacidn electromagnétina, De este
10. modo se forma en la superficie de contac4o entre la
capa metdlica y la capa superpuesta un ﬁrn&%cto 0
productos que tiene composiciones quimicas y carac-
terxstlcas fisicas difersntes de las de loe compo-
nentes de ambas capa wetalica y capa superpuesta.
15, El producto de reaccidn & productos de reaccidn pug
den eliminarse por accidn mecanica, accidn quinmica
é mediante calentamiento del elemento sensible a la
radiacidn expuesto, produciendo asi la sublimacidn
-del'producto 6§ productos de reaccidn. Las partes
20. restantes de la capa superpuesta pueden quitarse tam
bién por accién mecénica,'accién quimica o accidn
fotoquimica, o mediante sublimacién térmica, que sa
puede hacer en algunas aplicaciones simultdneamente
con la eliminacidn de los productos de reaccidn. El
25, material de la capa superpuesta puede hallarse en
forma sdlida o segln sg describe en la solicitud
pendiente puede hallarse en.Forma liquida o de vapor. -
Por medio del slemento sensible a la ra-
diacién del invento, es posible obtener imigenes mg

30, tédlicas en relieve o imdgenes no metélicas en relig
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ve dispuestas sobro un substrato o sin substrato y
con cualidades diversas artisticas y funcionales.
La solicitud presente se refiere a ciaer-
tos perfeccionamientos respecto a la sstrustura de
elementos sensibles a la radiacidn descrites en la
citada solicitud y a perfeccionamientos 2n los pro-
cedimientos de revelado del elémentn sensible a la
radiagidn para fabricar una variedad de articulos
acabados., Entre otros, el presente inventc proporcig
na slementos sensibles a la radiacidn seuln el in-
vento, dispuestos sobre una base Flaxible o substra
to que presenta diversas ventajas en las artes gré-
ficas., E1 presente invento pfoporcibna tambidn ele-
mentos sensibles 2 la radiacidn de capas mdltiples
que permiten obtener imdgenes en relieve con una ma
yor profundidad que las obtenibles con elementos
sensibles a la radiacidn de dos capas. Ademds, el

presente invento comprende la manufactura de circui

‘tos eléctricos impresos, componentes =léctricos,

placas litogdficas, etc, , por medio de etapas apro
piadas de eleboracidn en el revelado de slementos
sensibles a la radiacidn expuestos, y ademds comprsn
de la eliminacidn de la capa metdlica con el fin de
simplificar ciertas aplicaciones del elemento sensi
ble a la radiacién.

Varios objetos y ventajas del presente in

vento se hardn facilmente evidentes a los expertos

2N la materia al estudiar la descripcidén que sigue

de algunos e jemplos de las formas de realizacidn

prefersntes de elementos sansibles a la radiacidn se
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gdn el presente invento y de los mdtodos ilustrati-
vos que comprende para llevar a la préctica dicho
invento, cuya descripecidn se refersncia por medio
de los dibujos adjuntos! en los que: A

La figura 1 es una representacidn esquemd
tica en perspectiva de un elaemento sensible a la ra
diacidn segdn un primer aspescto del presente inven-
to en el curso de su exposicidn selectiva y a dis-
erecidén a radiacidn slectromagnética incidente,

La figura 2 es una vista ssquemdtica en
seccidn del mismo, ' ';:

La figura 3 es una vista similar 3 la fi-
gura 2, pero representa sl elemento sensibla ala -
radiacidén despuds -de una exposicidn selectiva y a
discrecidn a radiacidn electromagnética.

La figura 4 es una vista similar a la fi-
gura 3, pero representa el elemsnte sensible a la
radiacidn daspués,de eliminar el producto formado cg
.mo resultado de la reaccidn provocada por radiacién
entre la capa metdlica y la capa superpuesta,

La figura 5 es una vista similar a la fi-
gura 4, pero representa el elemento sensible a la
radiacidn después de quitar las partes restantes no
reaccionada de la capa superpuesta,

La figura 6 es una representacién esquemd
tica de una disposicidn de elemznto para.llevar a
la préctica el presente invento. ,

La figura 7 es una vista esquemdtica en
perspectiva de un artfculo acabado segdn el presen-

te invento,

La figura 8 es una vista similar a la fi-
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gura 7, pero representa una modificacidn del articg‘
lo acabado.

La figura 9 es una vista en perspectiva eg
quemdtica de un elemento sensibls a la radiecidn de
-capas miltiples segin otro aspecto del presente in-
vento, representado de un modo muy exagersdo con
respecto 8l grosor del mismo en el proceso de ser
expuesto a radiacidén electromagnética a través de
una méscara o pantalla apropiéda.

La figura 10 8s una reprsesentacidn esque-
mética en seccidn de la disposicidn de la figura 9,

Lg figura 11 es una vista similar a3 la Fi
gura 10, pero represénta ei elemento sensible a la
radiacidn de capas miltiples después de la exposi-
cién a radiacidn electromagnética incidente.

La figura 12 es una vista esquemdtica en
perspectiva de un ejemﬁlo de articulo acabado obte-
nido con el elemento sensible a la radiacidén de ca-
‘pas miltiples de la figura 9 después.de la exposi-
cién a radiacién electromagnética y eleminacidn del
producto de reaccidn provocado por la radiacidn, se
glin un aspecto del presente invento.

La figura 13 es una vista en seccidn del
articulo de la figura 12,

La figura 14 es una representacidn esque-
mética en perspectiva de otro ejemplo de articulo
acabado obtenido del articulo de la figura 12 me-
diante otra etapa adicional del proceso, segin otro
aspecto del presente invento.

La figura 15 es una vista en seccidn del
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articulo de la fiqura 14,

La figura 16 es una vista esquemdtica en
perspectiva de un ejemplo de otro articuls szcabade
resultante, i

La figura 17 es una vista esquemdtica en
seccidén que ilugtia un aspecto adicional da; prasan
te invento. o

La figura 18 es una.vista esquemética en
saccidn de un articulo resultante del métodc de la
figura 17. '

La figura 19 es umarepresentacidn asguamd
tica de-un éjemplo de disposicién para ohbtener por
medio de un elemento de -radiacién electremagnética
segiin el presente-invento un componente eléctrico,
como puede seyuna resistencia ds un valor predeter-
minado, segdn un aspecto del presente invento,

La figura 20 es una vista esquemdtica en

seccidén de un ejemplo de slemento sensible a la ra-

.diacidn para utilizacidn en un dispositivo. como el

gue se ilustra sn la figura 19.

La figura 21 s8s una vista similar a la fi
gura 20, pero representa el eslemento sansible a la
radiacidn despuds de su exposicién a rodiacidn sleg
tromagnética incidente.

La figura 22 es una vista similar a la fi
gura 20, pero representa una modificacidn del ele-
mento 5ensiblé a la radiacidn,

La figura 23 ‘es una vista similar a la fi
gura 22, pero representa el slemento sensible a la

radiacidn después de su exposicidén a radiacidn eleg



tromagnética incidente,

La figura 24 es una representacidn esquemd
tica de un dispositivo segdn otro aspeciu del presen
te invento para obtener un componente ecléctrico co-

5. mo puede ser un capacitor o condensador con una ca-
pacitancia predeterminada.- ,

La figura 25 es una vista en seccidén de
una parte de un elemento sensible a la radiacidn pa
ra utilizacién en el dispositivo ilustrado sn la fi

10, gura 24,

La figura 26 es upa vista similar a la fi
gura 25, pero representa el elemento sensible a la
radiacidn despuds a su expuéicién a radiacidn slec-
tromagndética. '

15, La figura 27 es una vistz en perspectiva
“de una modificacidn del elemento sensible a la ra-
diacién incorporado en el dispositive de la figura
24. '
La figura. 28 es una vista en seccién dsl
20, mismo,

La figura 29 es una vista en seccidén del
mismo despuds de su exposicidn a radiacién electro-
magnética,

La figura 30 es una representacidn esque-

25. mdtica en perspectiva de un elemento sensible a la
radiacidén para la obtencidn de un circuito eldctri=-
co por medio del método del pressnte invento,

La figura 31 es una vista esquemdtica en
perépectiua del slemento de la figura 30, pero re-

30, presenta mds claramente una cara no visible en la
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figura 30.

La Figura 32 es una represantacidn esque-

—mética dél circuito-obtenido por medio del slemento

de las figuras 30-31, ilustrado por medio ds simbo-
los eléctricos tradicionales,

La figura 33 es una vista en perspectiva
esquemdtica de un circuito integrado eléctrico obte
nido por el método del invento,

La figura 34 es una representacidn esque-
mitica sn seccidn de un elemento sensible & la ra-
diacidn tipico seqdn el presente invenio durante su
exposicidn selectiva y a discrecién a radiacidn elég
tromagnética incidente, como puede ser radiscidn lu
minosa.

La figura 35 es una vista similar a la fi

....gura 34 pero bepre#enta el elemento sensiblas a la

radiacidn después te su exposicidn a radiacién eleg
tromagnética incidén#a..

) La FigurE‘SG es una vista esquemdtica en
seccién que representa una etaba en el método dol
invento que consiste en quitar partes separadas del
elemento sensible a la radiacién de la capa super-
puesta correspondientes a las dreas del elemento gue
previamente han sido expuestas a la radiacién elec-
tromagnética incidente,

La figura 37 es una vista similar a la fi
gura 36, pero representa el elemento sensible a la
radiacién despuds de quitar partes de la capa super
puesta.

La figura 38 es una representacién esquemnd
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tica en sccecidn de un &ispositivo para clectroplas-~
tiar las dreas de la capa metdlica descubiertas. gcomo
resultado de quiter partes de la capa sﬁpcrpuesta.

Las figuras 39 y 40 son vistas esquemdti-
cas en seccidn del elemento sensible a la radiacidn
después de la electroplastia con un recubrimiento
relativamente delgado y un recubrimiento relativa-
ments grueso, respectivamente,

La Figura 41 es una vista similar @ la vis
ta de la figura 39 pero representa el elemenio de
la figura 39 en el curso de una segunda exposicidn
a radiacién electromagnética,

La figura 42 es una vista similar a la Fi
gura 41, pero representa el slemento deépués de qui
tar las partes restantes de la capa superpuesta des
pués de la segunda exposicidn a radiacidn electro-
magnética de la figura 41,

La figura 43 es una vista similar a la fi-
gura 42, pero representa los resultadcs obtenidos
por una ssgunda expoaicidn a radiacidn electromagng
tica de una duracidn e intensidad suficientes para
consumir en profundidad el grosor total del metal
de la capa metdlica en las zonas restantes recubier
tas con partes de la capa superpuesta con anteriori
dad a dicha segunda exposicidn.

La figura 44 es una representacidn esque-.
midtica de un dispositive para quitar electroquimica
mente o erosionar las partes de drea de la capa me-
télica descubiertas como resultado de la eliminacién

gelectiva y a discrecién de la capa superpuesta.
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La figura 45 es una primera forma de arti
culo obtenido como resultado de la erosidn electro-
quimica de las partes del 4res de la capa matdlica
descubjertas por la capa superpuesta, -

La figura 46 es el articulo de la figura
45, con las partes restantes de la capa superpuesta
quitada, . ) “

La figura 47 es una vista similaer a la fi
gura 45, pero repressnta los resultados consaguidos
por la erosidn completa, por medio del dispeaitivo
de la Figura 44, de-las partes de drea deSCUbiertas'
de la capa metélica.

La figura 48 es una vista similar de la fi

gura 47, pero representa el articulo daépués de qui

tar las partes restantes de la capa superpuesta.

La figura 49 es una vista esquemdtica si-
milar a la figura 34, pero representa un elemento
sensible a la radiacidn durénte la exposicién saleg-
tiva y a discrecidn a radiacidn electromagnética
que incide sobre el ladé de la capa metdlica del e-
lemento,

La figura S0 es una vista similar a la fi
gura 49, pero representa el elemento-sensible a la
radiacidn despuss de su exposicién a radiacidn eleg
tromagnética incidente,

La figura 51 es una vista similar a la fi
gura 50, pero representa el elemento sensible a la
radiacién después de eliminar los productos resul-
tantes de la reaccidn provocada por la radiacidn en

tre los componentes del elemento sensible a la ra-
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La figura 52 es una vista similar a la fi
gura 51, pero representa el elemento sensible a la
radiacidn despuds de electroplastiar las paries reg
tantes de la capa_metéiica.

La Figura 53 es una vista similay a la fi
gura 52, pero representa el elémentu de la figura 52
en el curso de una segunda axposicidn a radiacidn
electromagnética con el fin de obtener una estructu
ra alternativa de articulo acabado,

La figura 54 es una vista esquemdtica an
seccidn del articulo,resulpénta obtenido dsspuds de
la segunda exposicidn de la Figura 53. '

La figura 55 es una vista esquemdtica en
seccidn de un articulo alternativo, ”

La figura 56 es una representacidén ssquemd
tica en seccidn de un slemento sensible a la radia-
cién electromagnética seqgiin el presente invento, en
'sl proceso de ser pussto a radiacién electromagndti
ca incidente con un disefio predeterminado.

La figura 57 es una representacidn esque-
mitica en seccidn del elemento sensible a la radia-
cidén de la figura 56 despuds de su exposicidn a ra-
diacién electromagnética.

La figura 58 es upa representacidén esque-
mitica en seccidn del elemento sensible a la radia-
cién electromagnética de la figura 57 en el proceso
de separacidén de las partes de su capa superpuesta
correspondiente a las dreas anteriormente expusstas

a radiacidén electromagnética,
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La figura 59 es una representacidn esqua-
mitica en seccién del elemento sensible a la radia-
cidn electromagnética con partes separadas, on el
proceso ds ser expussto al calor,

La figura 60 es una representacién esque-
médtica en seccidp.da una primera forma de articulo
acabado, . ' .

La figura 61 es una vista similar a la fi
gura 60 pero regresenta una modificacién dal artfcuy
lo acabado,

La figura 62 es una vista esqueméﬁica vir
tualmente iqual a la figura 56, pero represeﬁta un
elemento sensible a la radiacién de estruciura,modi
ficada,

La figura 63 es una vista esquemdtica en
seccidn de un articulo acabado obtenido por medio
del elemento sensible a la radiacidén de la figura
62,

La figura 64 es una vista esquemdtica en
perspectiva de un slemento sensible a la radiacidn
tipico en el proceso de ser expuesto a radiacidn e-
lectromagnética con un disefio o configuracidn con
el fin de obtener, por ejemplo, un circuito eldctri
co impreso o dispositivo similar en un articulo aca
bado,

La figura 65 es una vista esquemdtica en
porspectiva de un articulo acabado, como puede ser
un circuito eléctrico impreso, obtenido por medio
de la disposicidn de la figura 64,

lLa figura 66 es una representacién esque-
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mdtica en seccidn de unVejemplo de clemento sensi-
ble a la radiacidén segdn el invento en el curso de
la exposicidén selsctiva y a discrecidn a radiacidn
electromagnética, -

5. : La figura 67 es una vista similar a la fi
qura 66, pero representa el elemento sensibie a la
radiacidn despuds de una axposicién selectiué y a
discrecidén a radiacién electromagndtica,

La figura 68 es una vista similar a la fji

10, gura 67, pero representa una etapa intermedia seguin
otro aspecto del pressnte invento, '

La figura 69 es pﬁa vista similar @ la fi
gura 68, pero repressnta una-etapa ulterior segun
el citado aspecto’del prosente invanto.

15, La figura 70 ilustra una etapa complemen-
‘taria seglin dicho aspecto del presente invento.

La figura 71 es una vista esquemdtica en
seccidn de una etapa alternativa segdn otro aspecto
'del presente invento. ’

20, La figura 72 es una vista similer a la fi
gura 71, pero ilustra la etapa adicional consisten-
te en exponsr brevemente el elemento sensible a la
radiacidn electromagnética de un modo uniforme a ra

_ diacidn electromagnética.

25. La figura 73 es una vista similar a la vis
ta 72, pero representa los resultados conseguidos
por la citada segunda exposicidn, _

La figura 74_ilustra una stapa ulterior en
8l métado alternativo segin el presente invento,

30. : La figura 75 es una vista esquemdtica en
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seccidn de un slemento sensible a la radiacidn alter
nativo segln otro aspecto del presente invento en

el curso de ser expuesto de un modo selectivo y a
discrecidn a radiacidén electromagnética.

La figura 76 es una vista similar.a la F§
gura 75, pero repfesenta~el elemento sensible a la
radiacidén en el curso de una_bfave exposicidn uni-
forme a radiacidn electromagnética,

La figura 77 es una vista similar a la fi
gura 76, pero representa los resultados obtenidos
por tal exposicidn por radiacidn electromagnética,

La figura 78 ilustra otra etapa en-el mde
todo alternativo dal'preseﬁfé invento, ’
La figura 79 ilustra esquemdtica sl arti-

culo acabado obtenido por el método de las figuras

- 75278,

La figura 80 es una representacidn esque-
mética de una seccidn de un elemento sensible a la
radiacién segdn el presente invento en el proceso de -
ser expuesto ds un modo selectivo y a discrecidn a
radiacidn electromagnética,

La figura 81 es una representacidn esque-
mética de una placa litogrédfica o similar hecha por
medio del elemento sensible a radiacidn electromag~
nética de la figura 80, _

La figura 82 es una representacidn esqus-
mékica 'de uha seccidn de una modificacidn .del ele-
mento sensible a la radiacidn electromagnética de
la figura 80, representado en el curso de la espo-~

sicidn selectiva y a discrecién a radiacién electrp
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. La figura 83 es una placa litogrdfica o

“similar hecha por medic del elemento sensible a la

radiacidn electromagnética de la figura B2,

La figura 84 es una representacién esque-
mitica de una seccién de una modificacidn adicional
de un elemento sensible a la radiacidn electromagng
tica para llevar a la prdctica el presente invento
an el proceso de ser expuesta de una formz selsctiva
y a discrecién a radiacidn electromagndtica.

La figura 85 es una representacidn esque-
mdtica de un slemento sensible a la radiacidn elec-
tromagnética de la figura 84 despuds de su axposi--
cidén selectiva y a discrecidn a radiacidn electro-

magnética, en una forma iddnea para utilizacidn co-

~-—mp -placa litogrdfica de offset o similar.

La figura B6 representa esquemdticamente

uha configuracidn alternativa para una placa lito-

grdfica de offset o similar, hecho por segin el prg

sente invento por medio del elemento sensible a la
radiacidén electromagnética de la figura 84.

La figura B7 es una representacidn esqua-
mética, parcialmente en perspectiva y parcialmente
en seccidn, de un slemento sensible a la radiacidn
segin el presente invento en el proceso de ser ex-
puesto de un modo selectivo y a discrecidén a radia-
cién electromegnética. .

La figura 88 es una vista similar a la fi
gura B7, pero representa el elemento sensible a la

radiacién después de una exposicidn selectiva y a
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discrecidn @ radiacidn electromagndtica..

La figura 89 es una vista similar a la fi
gura B8, perb representa sl elemento sensible a la
radiacidn despuds de haher sido sometido a la aceidn
de un disolvente apropiads.,

La figpfa 90 es una vista similer a la fi
gura 89 pero representa el elemento sensible a la
radiacidn electromagnética despuds de haber sido sg
metido a la acc;én de un disolvente capaz e disol-
ver sl material del soporte o substrato, _

La figura 91 es una representacidn esgue-
mdtica en perspectiva de un elemento sensible 2z la
radiacidn electromagﬁétiea segiin el presente inven-
to en el proceso de ser expuests de un modo selectji
vo y a discrecidn a radiacidn electromagndtica a
través de una méscara apropiada,

La figura 92 es una representacidn esquemd
tica en parspectiva ds un elemento sensible a la ra
'diacidn electromagndtica segln el presente inventa
en el proceso de ser expuesto de una forma sgelescti-
va y a discrecidn a radiacidén electromagnética por
medio de una imdgen de radiacidn electromagnética
proyectada sobre el mismo,

La figura 93 es una representacién esquemd
tica ds un dispositivo que utiliza un slemento sen-
sible a la radiacidn electromagndética segln el pre-

sente invento sn a8l proceso de ser expuesto de una

_forma selectiva y a discrecidn a radiacidn electro-

magnética que consiste en un haz de energia en el

vacio, como puede ser un haz ds electrones.
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La figura 94 es una vista de un dispositi
vo similar al dispositivo de la figura 93 pero en el
que el elemento sensible a la radiacidn eleciromag-
nética sq: dispone .por fuera del recipientz que con-
tiene la }uente de haz do electrones.

La figura 95 es una vista de un dispositi
Qo similar al dispositivo de lé figura 94, pero en
el que el elemento sensible a ‘'la radiacidn electro-
magnética se halla en forma de un elementc {lexible
alargado.

La figura 96 es una representacidn esque-~
mdtica de un elemento sens?ble a la radiacién elec-
tromagnética en el proceso de ser expucsto a la ra-
diacifn electromagnética que se hace extenderse so-
bre la superficie del mismo cen un disefio o configu
racidn predeterminado.

Las figuras 97 y 98 son vistas esquemdti-

cas en ssccidn de una parte des un elemento sensible

‘a8 la radiacidn slectromagndtica después de su expo-

sicidn a dicha radiacidn electromagnética; y

Las figura 99 y 100 sorvistas esquemdticas
de un elemento sensible a la radiacidn electromagné
tica alternativo seglin el presente invento, antes y
despuds de su exposicidén a radiacidn electromagnéti
ca,

Refiriéndonos a los dibujos, y de una for
ma mésﬂparticular a las figuras 1 y 2 de los mismos,
un elemento sensible a la radiacién segin el presen
te invento, indicado de una forma general en 10,

comprende un substrato flexible, un soports o base,
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12, que consiste por ejemplo en papel, cartén, plds
tico, o material similar recubierto con una capa mg
tdlica adherente 14 consistente en una deleada capa
o pelicula de metal o metales cuyo grosor puede ser
solamente de algunas capas de 4tomos o unoé angstroms,
La capa metélica’sé deposita sobre la base 12 median
te cualquier medioc tradicional bién conocido en la
profesidn, como puecde ser por adherencia o égluting
miento a la misma, electroplastia o quimioplsstia,
deposicidn por vépor,-sublimacién catddica en el va
cio, etc, Por capa metdlica se entiende en esta me-
moria una capa que contiene al menos un solb-hetal,
un metal aleado can otro-metdl o con otros ratales,
¢ combinado ¢ mezclado con otro elemento u otros ele
mentos, La capa metédlica 14 puede asi incluir cual-
quiera de los metales comunes como son la plata, co
bre, columbio, plomo, hierro, aluminio, cromo, ni-
quel, etc,

. Sobre la capa metdlica 14 sep dispone una
capa adherente o capa superpuesta 16 de cualquiera
de los materiales anteriormente descritos en la ci-
tada solicitud pendiente, cuyo material o materia-
les son capaces de reaccionar con sl metal o meta-
les de la capa metdlica 14 cuando se expone a radig
cién electromagnética para formar un producto de re
accidn o productos de reaccidn con composiciones
quimicds y caracteristicas diferentes de las de los
componentes. La capa superpuesta 16 es también sen-
siblemasnte delgada, preferentemente de tal solo unas

capas de adtomos o unos cuantos angstroms, y se ilug
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tra como si estuviera en forma sélida aunque puede
hallarse en fase liquida o fase de vapor., El empleo

de una capa superpuesta 16 de materiales reactivos

a la radiacidn en fase de vapor, resulte particular

mente conveniente con relacidn al presents invento,

puesto que simplifica grandemente la elaboracidén ya

simple del slemento sensible en un articulo acaba-

do provisto de una imdgen metdlica o disefio sobre

un substrato o base flexible, seqdn se explicard

més adelante con mayor detalle.,

El material de la capa superpuesfa 16 pug
de ser cualquiera de un grupo de materiales terna-

rios gue contengan.arsénica, azufre y iodo, O arsg
nico, azufre y bismuto, por sjemplo,

£l material de la capa superpuessta 16 pue
de ser de otro modo cualquiera.da un grupo de mate-
riales binarios que pueden ser un haluro metédlico,
sulfuro, iodo, arsenura, seleniuro, teluriuro, tri-
sulfuro de arsénico, pentasulfurc de arsénica, Y
mezclas de azufre-selenio. Alternativamente, el ma-
terial de la capa superhuesta 16 puede consistir en
cualquiera dentro de una pluralidad de elemsntos
simples como son el arsénico, azufre, iodo, selenio,
telurio, talio, y otros similares.

Con fines ilustrativos, que sirven de ayu
da para el comprendimiento de los principios del prg
sente invento, en razdn a una mejor explicacidn, el
invento se describird en adelante con relacidn a las
figuras 1 a B tomando como e jemplo un elemento sen-

sible a la radiacidn 10 que consiste en una base de
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papal 12 recubierta con una delgada pelicula de pla
ta pura que forma la placa matdlica 14 y que tiene
un grosor de algunos angstroms, La capa metdlica 14
se halla recubierta a su vez de una capa suparpues-
ta sdlida 16, también de un grosdr de unos ciyantaos
angstroms en una forma vitrea sélida, El einmento
sensible a la radiacidn 10 se sxpone primers a ra-
diacidén slectromagnética incidente, segdn se ilus-
tra en las figura 1 y 2, con una mdscara 1& inter-
puesta en la trayectoria de la radiacidn elcectremag
nética incidents 20 que consiste en una luz blanca
intensa provista por una Fuente normal coma pusde
ser una lémpara 1ncandescente poderosa, Paries de
la méscara 18, segln se indica en 22, son sensible~
mente transmisora de la radiacidn electromagnética,
mientras que otras partes, segdn se ilustra en_zd.
son virtualmente no transmisaras,

Por consiguiente, la superficis del ele-

‘mento sensible 10 se irradia de una forma salectiva

y a discrecidén en las dreas, como la indicada en 26,
correspondientes a las partes transmisoras 22, de la
mdscara 18, mientras que otras partes 30 de la su-
perficie del elemento sensible a la radiacidn 18 se
protegen de la radiacidn electromagnética 20,corres
pondiendo dichas 4reas 30 del elemento sensible a

la radiacidn a las dreas 24 de la mdscara 1B que
virtualmente no transmiten la radiacidn electromag-
nética, Es evidente que, alternativamente, se puede
proyectar una imdgen apropiada sobre el elemento

sensible a la radiacidn por medio de proyeccidn dp-
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tica normal,

Después de la exposicién del elemento sep
sitile a la radiacidn 10 durante un pericdo dg tiem-
po predeterminado, que llega a ser como méximo de
unos cuantos segundos, tiene lugér una reaccidn pro
vocada por la radiacidn entre el material de la ca-
pa superpuasta 16 con el metal de la capa metdlica
14 en las dreas 26 sometidas a dicha radiacidn con
la formacidén de un products de reaccidn 32, segin
sg indica en la figura 3, que consume en profundidad
todo el metal, plata en el presente ejempls, de la
capa metdlica 14, Las dreas 30, figuras 1 y 2 del
elemento sensible a la radiécién no sometidas avirrg
diacidén quedan intactas, seqdn se indica en 34 en
la figura 3, camprendiendo cada parte de dicha drea
34 un disefio consistente en el resto de la capa me-
tédlica 14 con una capa superpuesta de recubrimiento

adherente 16 que corresponde a las dreas no transmi

]

rrespondientes a las zonas oscuras de la imdgen pro
yectada sobre el elemento sensible a la radiacién,
Después da eliminar el producto de reaccién el pro-
ducto acabado es como el articulo ll de la figura 4,
consistente exclusivamente en la base de papel 12
con un dibujo adherido sobre la misma de las 4reas
34 consistentes an las partes restantes de la capa
de plata réspectivamente 14 y capa superpuesta de
trisulfuro de arsénico 16. Para algunas aplicacio-
nes, dicho articulo puede hallarse perfectamente a- 7

propiado y se puede utilizar como.tal sin elabora-
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cién complementaria,

Si se desca quitar el resto de la capa sy
perpuesta 16, dicho resto de la capa superpuesta 16
puede eliminarse por una pluralidad de mediors como
puede ‘ser sublimacidn térmica, disolucidn quimica o
remocidn mecdnica, seglin se explica en-la solicitud
pendiente, aungque se verd que para la mayorié de
las aplicaciones es posible sliminar simulténeamente
el producto des reaccidn 32 y las partes restantes da
la capa superpussta 16 en una sola opegacién, que
puede ser mecdnica, quimica o un propeso.da §ub1img'
cién térmica, o mediente cualquiera de los procedi-
mientos que se explicardn mds adelante en dstalle,
para proporcionar el articulo 1l prima de las figu-
ras 5y 7,

Trabajando con un elemento sensible a la
radiacidn consistente en una base flexible, como
pueds ser papel, por ejemplﬁ, recubierte con una ca-
pa metdlica delgada, que puede ser plata, en una at
mésfera cargada con vapér de la capa superpuesta,
como puede ser vapor de trisulfuro de arsénico, el
producto o productos de reaccidn se subliman automg
ticamente a medida que se forma y el-articulo acaba
do 11’ consiste e#glusivamente en la base 12 provis
to de un dibujo metdlico, segin se ilustra en 36 en
las figuras 5 y 7, consistiendo dicho dibujo 6 disa
fio metdlico en las pqrtes restantes de la capa metd
lica 14 correspondientes a las partes del elemento
sensible a la radiacidn-originalgs que No se somew-

tieron a irradiacidn,
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Dicho articulo acabado, soglin se ilustra
en 117 en las figura 5 y 7 es iddntico al articulo
acabado gue se puede obtener del articulo 11 &e la
figura 4 después de quitar la capa superpuyeszta que,
segln se explicd antériormante, buede conseguirse
al mismo tiempo que se elimina el productc de reac-
cidén de la figura 3. Para algunas aplicacionze, por
e jemplo cuando se desea obtener una reproduccidn de
elevado contraste de la imdgen-original, puede ser
convenients tefiir, dar tono u oscurecer la imégen
metdlica 36 del articulo 11” de las figuras 5y 7.
Esto puede conseggifse tratgndo la imdgen metdlica
36 con un tinte apropiado, virador ¢ agente de oscy
recimiento. Por ejemplo} en aplicaciones en las que
la imégen metdlica 36 sea una imdgen de plata, el
contraste de la misma en relacidén al fondo de la ba
se 12 puede intensificarse o bién oscurecerse la i-

mdgen mediante un tratamiento de sulfuro de hidrdae

‘no en vapor. Después del oscurecimiento, el articu-

lo resultante segin ee ilustra esquemdticamente en
la figure 8 se hallard provisto de su imdgen de pla
ta metdlica 36 adecuadamente oscurecida para poseer
una apariencia de elavado contraste con relacién al
fondo visuval provisto por la base de papel 12,

La figura 6 ilustra esquemdticamente un
dispositivo para elaborar automdticamente un elemen
to sensible a la radiacién 10 en forma de un rollo
continuc para obtener un articulo acabado, por ejem
plo en forma de impresidn, de una imdgen original‘

o de una sucesifn de imigenes originales, El rollo
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de elemanto fotosensiblé se obtiene de un carraete o
tambor de suministro 40, sobre la periferia del cual
se halla enrollado. Se dispoﬁen medios apropiados de
impulsidn intermitente por ejemplo segdn sé.iiustra
en 42 para desenrollar y alimentar largos apropia-
dos de elemento sensible a ia'}édiacién del carrate

o tambor de suministro. Se dispone una secéiﬁh de
exposicién 44 en la que se irradian largos éonsecu-
tivos de elemento sensible a la radiacidén 10 duran-
te cada uno de los periodos de detencidn moﬁsnténea
del impulsor intermitente &2, por medio de uyria lin=
terna de profecciﬁnlaﬁ o el _equivalente de:ia<misma,
disefiada para enfocar sobre la superficie dol ele-
mento sensible a la radiacidn una imdgen apropiada
durante un perfodo predsterminado de tiempo con una
intensidad de iluminacidn apropiada, Después de la
axposicidn, 2] rollo de elemento sensible a la ra-

diacién 10 se vé obligado a pasar, en la seccidn de

'sep%racién 48, sobre un raodillo de pequefio radio en

rotacidén contfnua 50 que hace que las partes restan
tes de capa superpuesta se rompan en pequefios frag-
mentos que se separan facilmente de la capa subya-
cente metdlica, Dichas partes restantes de la capa
superpuesta corresponden a las dreas del elemento
sensible a la radiacidn que no han sido sometidas a
}a radiacidn, mientras que el producto de la reac-
cién en las zonas que han sido irradiadas durante
la expésicién también se dmsmenuzan en pequefios
fragmentos queé se separan facilmente de la base de

papel, El arrollamiento del rolle de material sensi
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ble expuesto sobre el ;ndillo 50 es todo lo que se
necesita para eliminar el resto de la capa superpues
ta y el producto de reaccidn, mientras que las par-
tes de la capa metdlica correspondicnte a las 4reas
que no han sido irradiadas durante la expceicidn
permanecen adheridas a la base de papel, Zeva fécil
separacidn del rollo de elemento sensible & la ra-
diacidn se hace particularmente més Fécil como re-
sultado del empleo de un elemento sensible a la ra-
diacidn consistente en una base de papel vun un del
gado rscubrimiento de metal de plata recubierto a

su vez con una superpuesta vitrea ée'trisulfuro de
arsénico. Las dreas del elemento sgnsible @ la ra-
diacidén que han sidb expuestas a la accidn de luz
incidente, que permanecen vitrsas en apariencia, se
separan de la base de papel virtualmente del mismo
modo que las partes restantes de la capa superpues-
ta de trisulfuro de arsénico que no han sido someti
das a radiacidn electromagnética incidente durante -
la oxposicidn. La explicacidén de tal resultado parg
ce radicar en sl hecho de que la capa de plata pre-
senta una fuerte adherencia con la base de papel, de
forma gue las partes de la capa metdlica que no han
entrado en reaccidn permanccen fuertemente adheri-
das a la base de papel durante la citada separacidn.
Las partes que han reaccionade, no obstante, presep
tan una débil adherencia a la base de papel, en vip
tud al hecho de que la capa metdlica, en dichas &~
reas, se han consumido gnteramente. La capa super=-

puesta, hecha de trisulfuro de arsénico, es vitrea
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en apariencia y compor%amiento de forma que, come rg
sultado de la flexidn o arrollamiento en un peguefio
radio, la capa superpuesta de trisulfuro de arséni-
co se desmenuza simplemente y se desprende de la ca
pa metdlica. En las dreas que han sido expuestas a
la radiacidn, la formacidén del producto de reaccidn
parece dar por resultado un fendmeno sensiblemente
igual a la migracidn atdmica & idnica del metal de
la capa metdlica al material vitreo de la cepa su-
perpuesta; de forma que las dreas reaccionedes, co-
mo resultado de su‘curvapidn alrededor de uUn radic
sensiblemente pequefio se desmenuzah tambidn en pe-

quefios fragmentos que se desprendenAy separan de la

‘base de papel,

En aplicaciones donde la capa superpuesta
estd hecha de un material qus no sea trisulfuro de
arsénico, pentasulfuro de arsénico, arsénico, mez-
clas de azufre y iodo, y plémo-iodo, puede ser nece
sario facilitar la separacidn de las partes no rTeag
cionadas de la capa supérpuesta y el producto de
reaccidn del resto de ld@ capa metdlica y del subs-
trato o base, frotando con cepillo la superficie
del elemento durante la separacidn, o aplicando a
la superficie del elemento una ldmina sensible de
material recubierto con un adhesivo muy fuerte, se-
gln se explica en la citada solicitud pendiente.

Después de la separacidn, el rollo conti-
nuo de elemento sensible a la radiacidn 10 ahora ex
puesto y separado que presenta una imdgen metdlica

sobre la base de papel se hace pasar a través de
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una seccidn de virado 52 donde se pone en contacto
con vapor 54 que, en el ejemplo de la modalidad ar-
bitrariamente elegida en la que la imégén metdlica
es una imdgen de plata, consiste en vapor de sulfu-
ro de hidrdgeno. E1l rollo continuo que tiene sobre
su superficie una imagen virada u oscurecicda se ali
menta entonces por medioc de rodillos des alimenta-
cidén 56 8 una estacidn de corte 58, donde, si fuera
necesario, se corta en largos apropiados.

Es evidente que si no es necesario virar
u oscurecer la imagen, podrfa omitirse la seccidn
de virar 52, y ss ademds evidente que se nuede omi-
tir en aplicaciones'donde el elemento seﬁsible ala
radiacidn consista éimplemente en una base de papel,
cartulina o cartdn, o material similar, con una ca-
pa metdlica delgada adherida que se expone a radia-
cién electromagnética en una atmdsfera de material
radiactivo, que puede ser frisulfuro de arsénico,
pentasulfuro de arsénico o similar, En tales aplica
ciones las secciones de exposicidn 44 comprenden re
cipientes que contienen vapores del material reac-
tivo y un dispositivo apropiado de calentamiento.

Refiriendonos ahora de una forma més par-
ticular a las figuras 9-18 de los dibujos, se des-
criben un elemento sensible a la radiacidn de capas
miltiples 110 que, segidn el presente invento, com- .
prende una pluralidad de estratos, figuras 9-10, ca
da uno de los cuales consiste en un par de capas sen
siblemente adheridas 112-114 hechas de materiales

distintos. El elemento sensible a la radiacidn de
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capas miltiples 110 puede disponerse sobre un sopor
te o substrato 116, aunque en algunas aplicaciones
puedes omitirse dicho soporte o substrato, =

En el ejemple ilustrado del invenio, se
ilustra un elemento sensible a la radiacién 110,
consistente en tres estrafos; cada uno de lns cua-
les comprende un par de capas 112 y ll4 hechas de
materiales distintos capaces de reaccionar cuando
ss exponen a radiaciones electromagnéticac z2on la
Formacién de un producto de reaccidn resul tante gue
tiene caracteristicas quimicas y fisicas diferentes
de los componentes originales,’ Segln se desaribe en
la solicitud pendiente, y segdn se ha explicado'en
1a presente memoria, cada estrato comprende una cae
pa metdlica 114, y por capa metdlica en esta memo-
ria se entiende una capa que contieng menos un me-
tal, bien solo, aléado con otro metal o con otres

metales o aleados o mezclado con otro elemento U

'otr%s elementos, L& capa metdlica 114 puede de este

modo comprendef cualquiera de los metales comunes
como son la plata, niquel, cobre, columbio, plomo,
hierro, aluminio, cromo, etc., El material de la ca
pa 112 pusde ser cualquiera de un grupo de maﬁeria-
les ternarios que contengan arsénico, azufre y iodo,
6 arsénico y bismuto, por ejemplo. £1 material de
la capa 112 puede ser alternativamente cualquiera
de un grupb de materiales binarios como puede ser
haluro metdlico, sulfuro, iodo, arseniure, seleniu-
ro o teleruro, trisulfuro de arsénico, pentasulfpro

de arsénico y mezclas de azufre, selenio. Alternati
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vamente, el material de la capa 112 puede consistir
en cualquier material dentro de una pluralidad de
elementos simples como son sl arsénico, azufre, io-
do, selenio, telurio, talio, etc.

Cadacapa 112 6 114 es sensiblemente delgs
da, y puede tener un grosor que comprends de¢ unos
cuantos 4tomos a.varios angstroms. Se pueden emplear
tantos estratos & pares de capas como sea prcetico
en un elemento sensible a la radiacidn segln =l prg
sente invento, siendo la tnica condicidn que cada
estrato sea sensiblemento transmisor de la radia-
cién slectromagnética empleada para la expobicidn,
cuya radiacidn electromagnétiéa puede ser an muchos '
casos'simplemente una luz blanca intensa corriente,

de forma que la radiacidn incidente pueda alcanzar

H,anhprofﬁndidad virtualmente cualquier estrato apro-

piado durante la expasicidn. A causa de que hay una
cierta cantidad do absorcidén de la radiacién elec-
tromagnética en cada capa, la profundidad de pene-
tracién de la radiacién electromagnética es sensible
mente proporcional a la intensidad de la radiacidn,
La exposicidén a radiacidn electromagnéti-
ca de un elemento fotosensible de capas miltiples
seglin el presente invento puede efectuarse mediante
la proyeccidn de una imdgen apropiada sobre la su-
perficie del elemento, cuya exposicién se represen-
ta en las figuras 9 y 10 como si se efectuara a tra
vés de una méscara 118 que tiene dreas, como la que
s8 ilustra en 120, que son sensiblemente transmiso-

ras de la radiacidn electromagnética, y otras dreas
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como la gue se ilustra'en 122, qué no son préctica-
mente transmisoras de la radiacién electromagndética,
Por consiguiente, la radiacidn electromagnética,.rg
presentada de upa forma arbitraria por las flechas
124, se deja que incida de una forma selectiva y a
discrecidn sobre el slemento sensible a la radiacidn
en 4reas apropiedas 126 corrsspondientes a‘}a forma
é contorno de la imdgen que se proyecta, mientras o
tras dreas 128 se protegen y no reciben la radiacién.
En las éress 126 irradiadas por la rad;acién elecs
tromagnética 124, con una intensidad suficionte de )
la energia da radiacién se prgduca-uha penétracién
en profundidad de la radiacidn segin se ilustra ar-
bitrariamente por medio de las flschas 130 con el Te
sultado de que los materiales de las capas 112 y ca
pas 114 en las dreas asi irradiadas y pensiradas re
accionan formando un producto de reaccién segdn se
indica en 132 en la figura il. La formacidn de tal
producto de reaccién produce una disminucidn de. la
adherencia entre capas ﬁue permite la remocidn mecg
nica de las partes expuestas a la radiacién del ele
mento 110, segin los métodos que se explican en la
solicitud pendiente y mds adelante. Alternativamen-
te, el producto de reaccidn 132 puede eliminarse de
una forma selectiva por medios quimicos o mediante
sublimacidn térmica, segln se explica también en la
citada solicitud pendiente y mds adelante en esta
memoria.

Un ejemplo de- elemento sensible a la radia

cidén de capas miltiples 110 comﬁrende una pluralidad
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de estratos cada uno de los cuales comprends una ca
pa metdlica 1l4 hecha de plata y una capa 112 hscha
de trisulfuroc de arsdénico & pentasulfurso de arséni-

co, cada una de las cuales es una composicidn vitrea.

sensiblemente transmisora de la luz ordinaria., La

capa de plata 114 es lo suficientemente dzlgada pa-.
ra que sea también sensiblemente transmiscra de la
luz blanca inténsa ordinaria de forma gue, con una
irradiacién apropiada, se praduzca la formacidn de
un producto de reaccidn 132 extendiendose én profun
didad y atravesando todo el grosor del elemsnto sen
sible a la radiacién 110, gue por consiguiente, en
el ejemplo del alemento-ilusérado en la presente me
moria provisto de.un soporte o substrato 116, atra-
vesaria las capas hasta dicho soporte o substrate.
El producto de reaccidn 132 asi formado es también
sensiblemente transmisor de la radiacidn electromag

nética. Por consiguienée, la formacidn del producto

‘'de reaccidén no impide sensiblemente la formacidn de

producto adicional de reaccidn en capas inferiores
de la estructura con una irradiacién adecuada. Des-
pués de eliminar el producto de reaccidn 132, se ob
tiene un articulo acaebado 11, segdn se ilustra en
las figuras 12 y 13, que comprende vacios 134 co-
rrespondientes a las dreas irradiadas del mismo y
partes como las-indicadas en 136 y 138, correspon-
dienteé a ias éreas que no han sido alcanzadas por
la radiacidn slectromagnética.

Si se desea ébtener un producto acabado

provisto de una representacién rebajada del contor-
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no de la imagen originalmente proyectada.del elemen
to sensible a la radiacidén, se eliminan las partes
del articulo acabado 11l de las figuras 12 y 13 com
prendidas dentro del perimetro de tal contorno por

medios mecdnicos normales 6 mediante ulterior expo-

gicifn a radiacign slectromagnética a través de una

méscara apropiada que permita due la radiscidn elec
tromagnética incida sobre zonas mds apropiadas, co-
mo es la 136, con el fin de provocar la formacidn
de producto de reaccifn que debilite la unidn entre
las capas para facilitar su remocidn mecdnica &, al
ternativamente, permitiendo que tal producta de re-
accidn se elimine quimicaméﬁ%e o mediants sublima-
cidn térmica segdn se explica en la citada solici-
tud pendiente. El articulo resultante 1117 es como
el que se ilustra en las figuras 14 y 15 y =omprens-
de partes alzadas 138 carrespondientes a las zanas

sin exponer y partes rebajadas segdn se indican en

‘140 que definen una representacidn rebajada de la

imagen original,

Si se desea obtener un resultado opuesto,
se quitan las partes 138 del articulo 111 de las fi
guras 12-13, dejando de esta forma, seqin se ilus-
tra en la figura 16, un articule 111" que presenta
una imdgen en relieve 142 de la imagen original,

En vista de la zbsorcidn.progresiva de la

radiacién transmitida en profundidad .a través de las

.capas miltiples del elemento sensible a la radiacidén

segln el presente invento, se puede obtener un arti

culo acabadeo provisto de una imdgen en relieve qus
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presente un contorno en profundidad virtvalmenta re
prosentativo de la intensidad do la radiacidn alec-
tromagndtica que ha incidido sobre el mismo con una

disposicidn segln se representa esquemdticamente

en la Figura 17. Un elemento sensible a la radiacidn

que comprende vqrios estratos cada uno de los cua-
les comprende un par de capas 112 y 114 d2 raterial
distinto capaz de reaccionar, -segin se explicd, an-
teriormente, cuando es irradiado, se oxponc 3 través
de una mdscara 144 que presenta partes 12?2 n~ trans
misoras de la radiacidn electromagndtica incidente
124, partes 120 totazlmente transmisores de la radia
cién electromagnéticé y'pa}tés 146 parcialmente
transmisoras de ld radiacidn electromagnéiica, Di-
chas partes 146 de la méscara 144 se representan ar
bitrariamente con un aumento progresivo grudual de
transmisividad de la radiacién desde el canto izqui

erdo, seqdn se ve en la Fiﬁura 17, al canto derechs,

-de forma que la reaccidn provocada por la radiacidn

se extienda en profundidad en el elemenio sensible

a la radiacidén a un nivel variado, segdn se indica
en 148, que corresponda virtualmente a los limites
diversos entre dos capas consecutivas en las que una
radiacidn suficiente produzca una faormacién suficiep
te de producto de reaccidn pera conseguir un resul-
tado eficaz como es por e jemplo la debilitacidn de
la unidn entre capas suficiente para facilitar la
remocidén mecdnica de las partes inactivas del ele-
mento sensible.

El artfculo resultante, segdn se reprasen
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ta en la figura 18, presenta rebajos contorneados,
cono se indica en 150, que se extienden en profundi
dad hasta los limites dpropiados entre las capas di
versas 112 y 114 aleanzadas por la radiacidn electrg
magnética con suriciénﬁe intensidad pzra provocar la
formacidn apropiada del producto de reaccidn,

El presente invento se describe a.continug
cién en detalle con relacidn a las figuras 19-33,
con respacto a sjemplos de'medios para obtener cir=-
cuitos eldctricos impresos, resistencias iHinidpa~
les de valores de resistencia predsterminadas, capa
citores de valores de capacitancia predetafminados,
y circuitos integrades que bomprenden‘resistehcias
y capacitores de valor predeterminados, ccrexiones
apropiadas entre los mismos y terminales de‘entrada
y salida apropiados al circuito eléctrice,

Se verd que la apariencia fisica real de

los componentes y elementos segin se ilustra en la

.presente memoria en las figuras 19-33 se déd con fi-

nes ilustrativos solamsente con objeto de explicar
los principios del presente invento, y que los me-
dios indicados para verificar las caracteristicas
eléctricas de los componentes hechos de acuerdo con
los métodos del invento se dan también con fines i-
lustrativos solamente, y que se pueden construir o-
tros dispositivos segidn resultard evidente péra los
expertos en la materia, ,

tEl presente invento utiliza como elemento
sensible a la radiacidn un elemento, segdn se ilus=

tra en 210 en las figuras 19 y 20, que comprende e-
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sencialmente una capa metdlica 212 consistente en
una capa delgada 6 pelicula de metal o metales con
un grosor de tan solo unas capas atdmiaas o de unos
cuantos angstroms o milésimas, dotada de una capa
5, 214 de material capaz de reaccionar con el metal o

metales de la capa metdlica 212 cuanda se expone a
radiacién electromagndética para formar con el mismo
un producto o productos de reaccidn con una composi
cién quimica, caracteristicas fisicas y caracteris-

10. ticas eléctricas, como puede ser- la resistividad,
diferentes de las de sus componentes. La cara 214
es también sensiblemente delgada del mismo drden de
grosor que la metglica 212, y se depoéita sobre la
misma por cualquier medio tradicional como puedes éer

15, deposicidén por vapor, sublimacidén catddice en sl va
cio, stc,

La capa 212 se. hace de un metal, o una mez
cla o aleacidn de por lo menos das metales, o una
combinacidn de upfmetal o metales con un elemento o

20, otros elementos. E1l metal o metal de la capa 212
comprende de esta forma, segin se indica en la cita
da solicitud pendiente y mds adelante en la presen-
te memoria, cualquiera de los metales comunes tales
como plata, cobre, columbio, plomo, hierro, aluminio,

25, cromo, niquel, etec, E£) material de la capa 214 pue-
de ser, segln se manci&né también anteriormente y
Segﬁn sa menciona en la citada solicitud pendiente,
cualquiera dentro de un grupo de materiales terna-
rios que contengan arsénico, azufre y iodo, o arsé-

30, nico, azufre y bismuto, por ejemplo. Alternativameﬁ
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te, el materisl de la capa 214 puede ser cualquiera
de un grupo de materiales hinarios como puede sor un
haluro metdlico, sulfuro, ioduro, arseniuro, sole-
niuro, 6 teliururo, trisulfuro de arsénico, penta=
sulfuro de arsénica, y mezclas de azufre-selenio,

El material de la capa 214 puede consistir tambidn
gn cualquiera dentro de una plurslided de elementos
simples como son el arsénico, azufre, iodo,lselenio,
telurio, talio y otros similares.

Los ejemplo de confiquraciones y aplica-
ciones del presente inventd se explican en asia me-
moriz en detalls preferiblemente con respecto a un
elemento sensible a la radiscién como el guz se illug
tra en 210, con una capa metdlica 212 heché de una
tira o banda de plata, cobre, cromo, niqusl o mez-
clas de los mismos dotada de una capa adharnnte s6-
lida 214 de trisulfuro de arsénico o pentasulfuro

de arsénico, aunque el invento consigue précticamen

‘te los mismos resultados utilizando cualquiera de

los componentes arriba indicados. En ciertas aglica
ciones, existen alfjunas ventajas definidas utilizen
do el material que forma la capa 214 Bn fase liqui-
da, o preferentemente, en fase de vapor. Utilizando
el material de la capa 214 en fase de vapor, se cop
sigue la ventaja perfectamente definidaz de que el
articuloc acabadc, componente eléctrico o circuito
eléctrico, no necesita sar protegido por medio de
uvha pantalla de la exposicidn complementaria a ra-
diacidn electromagnética, No obstante se puede obte

ner el mismo resultade eliminando los productos de
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reaccidn y las partes sin exponer de la capa 214 deg
pués de la exposicidén a radiacidén electromagnética
del elemento sensible a la radiacidn béjo condicio-
nes controladas, con el fin de evitar el deterioro

o cambio de las caratteristicas eldctrices de los
componentes o circuito como resultado de una ulte-
rior exposicién a radiacidn electromagnética. Mo obs
tante en algunas aplicaciones, utilizando un elemen
to sensible a la radiacidn que tenga una capa 214 en
un estado sélidc supons ventajas definidas Ue buen
aislamiento eléctrico cuando se utiliza msterial co
mo es el trisulfuro de arsénico con una resistivi-

dad de aproximadamente 10748

phm=cm, © cuando se uti
liza el producto de reuzccidn como parte ds los com-
ponentes eléctricos del circuifto, segin se describi
T% més adelante, Por consiguiente por motives de des
cripeidn del presente invento, dicha descripcién

del mismo se ha elegido arbitrariamente que sea en
.términos de utilizar un elemento sensible a la ra-
diacidn electromagnética que comprende una capa 214
hecha de material en fase sdlida. El elemento sensi
ble a la radiacién 210 de las figuras 15 y 20 se ha
1lla provisto de un par de terminales 216 y 218 coneg
tados eléctricamente a través de una parte o largo
de capa metdlica 212, El elemento sensible a la ra-
diacién 210 se expons a radiacién electromagnética
incidente, como puede ser luz blanca ordinaria 222,
emitida por una fuente de luz que pueden ser ldmpa-

ras incandescentes 220, La luz 222 se hace incidir

sobre el elemento sensible a la radiacién 210 des-
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puds de pasar a través de una mdscars 224 provista,
en el ejemplo elegido, con partes 226 sensiblemgnte
transmisores de la luz, y una partes 230 parcialmen
te transmisora de la luz, Por consiguiente, ls su-

perficie de radiacidn del elemento sensible 210 se

-irradia plenamente en las partes como la indicada en

232, correspondiente a las partes 226 de la ﬁéscara
224 que son plenamente transmisoras de la luz 222,
mientras que otras partes, como la ilustra&a en 234
ee spantallan de una forma practicamen?a completa
del efecto de la luz., Una parte adic;onal,-segﬁn se
ilustra en 236, recibe luz de una intensidad reduci
ca. Para una exposicién dada 'a la loz, lds partes

de la capa metdlica 212 correspondientes a las par-
tes 232 plenamente irradiadas se consumen enleramen
te tomo resultadc de la reaccidn inducida por'ié-iﬁz
entre la capa metdlica y el material, como es eltri
sulfuro de arsénico de la cépa 214, Las partes de

la capa metdlica 212 correspondientes a las partes
apantalladas 234 permanécen sin afectar, mientras
que la parte de la capa metdlica correspondiente al
4rea 236 parcialmente irradiada es atacada parciald'“
mente en profundidad en una cantidad- correspandien-
te a dicha intensidad de radiacidén, Por consiguian-
te, en la figura 21 se representa esquemdticamente
una vista en seccidén del elemento sensible a la ra-
diacidn 210 practicamente a travéds dzl eje que com-
prende el terminal 216 y 218, con el resultado de
que la capa metdlica 212 comprends partes 238 que

presentan el grosor original y sa hallan eléctrica=
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mente conectadas a laos terminales 216 y ?18 sopara-
dos por una parte 240 de grosor reducido, siendo el
grosor de la -parte 240 inversamente pr&porcional
practicamente a la exposicidn del drea 236, figura
5. 19, del elemento sensibie a la radiacidn electromag
nética 210 a la luz incidente. £l 4rticulo resultan
te es una resisténcia gue tiene una resistencia pre
determinada dependienda de lé,resisitividad del me-
tal 6 metales que forman la capa metdlica 212, el
10, droa transversal ofrecida al paso de la sorriente a
través suyo y la longitua del trayecto cfrecido a la
corriente. Por consiguiente, la resistencia total de
la resistencia formada, .consistente en la partg tes
tante de la capa metdlica situada entre lce terming
15, les 216 y 218, puzde determinarse adecuadamente en
funcidn de la dimensidn geométrica de la imégen pro
yectada sobre el elemento sensible a la radiacidn y
a la duracién de exposicidn del drea irradiada 236
del elemento, Cuando se consigue la gesispencia pre
20, determinada de la resistencia Rx’ 58 detiene la ra-
diacidn del elemento sensible a la radiacidn 210, v
el elemento puede encajarse en un protector que lo
proteja permanentemente de irradiacidn complementa-
rio, 4, alternativamente, puede cubrirse con una ca
25, pa de goma laca & pintura opaca a la radiacidn elegc
tromagnética que puede afectar al elemento y cam-
biar su'valor. Asimismo, y como medida alternativa,
el resto de la cepa 214, segin se indica en 242 en

la figura 21, que no ha sido sometido a irradiacién,

30. y las partes de la capa 214, segin se indica en
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244, que comprends el producto de reaccidn resultan

te de la reaccidn de diche capa y la capa metdlica

‘212, pueds eliminarse por medios ‘mecénicos o quimi=

cos descritos en la solicitud pendiente citada antg
riormente,

La resistencis de la resistencia obtenida
por medio del dispositivo de la figura 19 puede com
probarse cont{nuamente por ejemplo por medio de un
omnimetro conectado a través dg los terminales 216
y 218, o por medic de un puente, tal coma i ilustra
do, que comprende las resistancia Rys Rys R (la re
sistencia formada por medio del procedimiento del

invento) y R, dispuestas en un puente que tenga una

fuente de coiriente eldctrica 245 colocada’a través
de una diagonal del puente y un contador 46.cenec§g
do a través de la otra diagonal del puents, Cuando
el puente se halla en equilibrio, la corriente que

fluye a través del contador 246 es nula, y la resig

.tencia de la resistencia Rx se obtiene mediants la

férmulas

Por consiguiente, para unos valoreé dados
de Rl’ R2 y R3 ellvélor de Rx puede verificarse de
una forma continua hasta que alcance un valor mediap
te el cual el contador 246 dice que el puente se ha -

lla en equilibrio, Segdn se representa esquemdticaw
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mente, el contador 246" puede dispbnerse para que cie
rre un interruptor 248 cuando registre dicha carriepn
“te nula, 4 bién el contador 246 puede feemplazarée
por un relé segdn se indica en 250, tambidn adapta-
do para abrir un interruptor 248 cuando se alcance
un valor predeterminado da Rx’ con el fin de dessco-
nectar las ldmpara 220 de la fuente de energia 252
al objeto de detener la exposicidén del elemento 210
a la luz.

La resistividqq de la parte de capa 214 ex
puesta a radiacidn electromagnética au%enta en fun-’
cidn a la exposicidn de ia misma, como resultado de
la formacidn del producto de la reaccidén que tiends
& permanecer en solucién sdlida dentro del material
de la capa 214. Segdn se menciond anteriormente, la

resistividad-del-trisulfuro -de arsénico es ge 10710

ohm™°" y la resistividad de la capa 214 de trisulfuy
ro de arsénico puede reducirse en una cantidad con-.
siderable si se dispone en contacto con la capa de
metal 214, por ejemplo hecha de plata, disminuyendo
la resistividad de la capa de trisulfuro de arsénico
proporciocnalmente a la exposicidn que tiende hacia
un valor minime que permanece constante después de
haberse consumido toda la capa de la capa metdlica,
Por consiguienté, se puede hacer una resistencia sg
gin el presente invento por medio de un elemento san
sible a la radiacidn 210, segin se ilustra en la fi
gura 22, idéntico al elemento sensible a lé radia-

cién 210 de la figura 20, pero provisto de un termi

nal, como es el terminal 216,7coﬁectado a la capa
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214, y otro terminal, como es el terminal 218, conec
tado a la capa metdlica 212, La exposicidn del ele-
mento sensible a la radiacidn 210 de la figura 22 a
radiacidén electromagndtica a travds de una méscara
como es la méscara 247 de la figura 23, que presen-
ta, a lo largo de una seccidn longitudinal de la mig
ma, una parte extrema 249 totalmente transmicora des
la radiacién electromagnética, otra parte extrema
251 sensiblemente no transmiso:a de la radiacidn e~
lectromagnética, y una parte intermedia 253 qus dig
minuye gradualmente en transmisibilidad de la parte
249 a la parte 251, dé por resultado un articule, sg
gdn se indica en ia figura 23, que presenta en Scce-
cidn ﬁna parte en disminucidn gradual 254 dz capa me
tdlica 212 unida al terminal 218, y que corfesponde

a la parte transmisora gradual 253 de la mdscara 247,

"El artfculo acabada comprende tambiédn una parte, sg

giin se ilustra en 256 que comprends la parte de zo-

na 8in reacclonar de la capa 214 y una parte prdxina

al terminal 216 y unida al mismo compuesta de un 4=
rea totalmente reaccionada de las capas 212 y 214,
seglin se indica en 258. La parte de la capa 214 que
corresponde a la barte transmisora en disminucidn
gradual 253 de la méscara 247 tiens una resistividad
en disminucién progresiva de derecha a izquierda, en
la figura 23, ds Fogma que la resistencia total en-
tre los terminales‘ZlG y 218 puede determinarse, dep
tro de ciertos limites, como resultado de la exposi
cidén total del elemento a radiacidn electromagndtica.

De esta forma se pusde ver que se pueden
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obtener componentes eléctricos como sen resistencias,

de valores de resistencias predeterminados, utilizan

do elementos sensibles a la radiacidn éegﬁn el pre-

sente invento como resultado de llevar a la prédcti-
5. ca el método del presente invento,

Refiriédndonos ahora a las figuras 24 y 25,
se ilustra en las mismas un elemento sansible a la
radiacién 210 seglin un aspecto adicional del presen
te invento, que, seqln se puede ver con meyor deta-

10, lle en la vista en seccidn de la’Figura 25, compren
de una capa metdlica 212 provista de una cupa supeg
puesté 214 de material capaz ds reaccionar con el
metal o metales de la capa metélica 212 cuando se
expone a radiacién electromagndtica., La cepa metdli

15, ca 212 se dispone a su vez, adhiriendose a lIa misma,

-gobre una cara de una.capa dieléctrica 26 provista
de una capa metdlica complementaria 262 sobre su
otra cara, Un terminal eléctrica 264 se une a la c3
.pa metdlica 212, y un segundo terminal eléctrico

20, 266 se une a la capa metdlica 262, Este conjunto
forma un capacitor o condensador con placas parale-
las definidas por capas metdlica 212 y 262 cuya capa
citancia, segin es bién sabido, se obtiene mediante
la férmula que sique:

25,

KA

flicrofaradios,

al drea efectiva de placa en cm2

30, en la que A
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d = al grosor del dieléctrico en cm,

K = 0,0085Sr, donde £ r es igual a la
constante dieléctrica de la dieléctri
ca rolativa al aire,

) Segln eé bien'sabido, el drea dtil efecti
va A del capacitof de placas en paralelo, cuya capa
citancia se obtiena mediante la fdérmula anterior, es
realmente las dreas de coincidencia de lag piacas,

y con el fin de disminuir la capacitancia de un ca-
pacitor es suficiente disminuir las dreas de coinci
dencia de las placas lo cual se’puade hacer_dismiqg
yendo el 4rea de una de las placas y dejanco el é&-

rea de la otra sin cambiar, Esto se. consigue, segﬁn
Jn aspacto del presente invento, disponiendo un prg

tector 268 capaz de proteger la superficie sznsible

-del elemento 210° de la accidn de la radiacidn elég

tromagnética como puede ser la luz, indicada en 222,
y emitida por una fuente que puede tratarse de lém-
,paras incandescentes 220, .

Conectando el capacitor diéinido por el g
lemento 210° en un circuito de puente como el que
ss ilustra en la figura 24, dicho puente que compren
de la impefancia Zx, obteniendose la imperancia del
capacitor segtn el método del presente invento, y
las imperancias conocidas Zl’ Z, ¥ 250 A través de
una diagonal del puente se conacta una fuente de cp
necta una fuente de corriente alterna 270 de fre-
cuencia conocida f. .

A través del otro diagonal del puente se

conecta un amoerimetro 246. Cuando se halla en equi
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librio, el contador 246 registra una corricnte nula

y la imperancia Zx se obtiene mediante la fdérmula:

y la capacitancia del capacitor se deriva do la fdr

mulas

-1

X 29 fc

El contador 246 puede disponsrsz du forma

-que abra el -interruptor-248-colocado en serie entre

una fuente de energia eléctrica 252 y ldmpara 220 6

alternativamente un relé, segin se indica en 250 pa

,ra abrir directamente el interruptor 248 cuando la

impedancia Zx del capacitor alcance un valor prede-
terminado.

Con el fin de disminuir la capacitancia
del capacitor, se desplaza el protector 268 en la
dirececidn indicada por la flecha 272, véanse figuras
24 y 25, para aumentar el 4rea de la capa metdlica
212 que reacciona con la capa superior o.capa super
pussta 214 bajo la influencia de la radiacidn elec-
tromagndtica que incide sobre la misma,

E1l capacitor; despuds de la exposicidn a

radiacién electromagnética del elemento 2107, segdn
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se indica en la figure 26, comprende una.primera ca
pa que consiste en una capa metdlica 262 conectada
al terminal 266, y una segunda capa formada por el
resto del drea sin reaccionar de la capa metdlica
212 conectada al terminal 264, scparada por la capa
dieléctrica 260._La parte o drea de la capa metdli-
ca 212 no protegida por el proiector 6 pantalla 268
de la accidn de la radiacidn electramagnética inci-
dente se ha hecho reaccionar con el material de la
éapa 214, consumiéndose de.este modo en ptb%undidad
el metal des la capa 212 con la forﬁacién de produc-
tos de la reaccién seqdn se indica en 274 y recor-
tando de una forma efectiva el 4rea de la placa del
capacitor, ;

Por lo tanto, segldn los principics del
presente invento, se puede manufacturar un capacitor
de un valor predeterminado definido con precisidn é
un valor de capacitancia predeterminado por medio
'de radiacidn elect%omagnética como puede ser la luz,

Las figuras 27-28 representan una varian-
te ds un capacitor hecho segln un aspecto adicional
del presente invento gue, segldn se puede ver con ma
yor detalle en la figura 28 comprende un elemento
sensible a la radiacidn 210" que comprende una capa
212 hecha del mismo material que las capas 214 en
los elementos sensibles descritos anteriormente, por
e jemplo, de trisulfuro de arsénico o pentasulfuro
de arsénico, teniends sn cada una de sus caras una
capa metdlica sensiblemente delgada 212, lo suficien

temente delgada para que, cuando se expone a radia-
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ciones electromagnética, dicha radiacidn electronrag
nética sea capaz de. ser transmitida por las capas
metdlicas para provocar una reaccidn entre el mate-
rial de la capa 214 y el metal o metalss de las ca-
pas metdlicas 212, Se dispone un protector o panta-
lla, segin se indica en 276, que sea deslizante de
tal modo que una parte dal elementa sensible a la
radiacidén 210" pueda someterse a irradiacidn.al me -
nos en uno de sus lados 6, seglin se ilustra, en am-
bos lados para formar en las éreés incidizes produg
tos de reaccidén 274, vease figura 29, que cansuma
las dreas de las capas metalicas 212 donde he inci-
dido la radiacidn. E1 artfeulo resultante, senln st
ilustra en la figura 29, es un capacitor ds valor
predcterminado dependiendo de la extensidén dz las &
reas expuestas a radiacidn electromagnética, estan-
do definidas las placas del mismo por las partes
restantes sin reaccionar de las capas 212 conscta-
,das a los terminales 264 y 266, . '

Los elementos sensibles a la radiacidn sg
gin el presente invento y seqdn se ha explicado an-
teriormente pueden utilizarse para obtener circui-
toe integrados mediante simple exposicidn a radia-
clén electromagnética a través de una mascara o pro
yectando sobre los mismos un disefic predeterminado,
del cual se ilustra un ejemplo en las figuras 30-33,
Se prepara un elemento sensible a la radiacidn 260
recubriendo una ldmina de material dielectrico 260
de grosor apropiado con una capa metdlica sensible-

mente delgada 212 en ambas caras del mismo, recu-
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briendose a su vez dicha capa metdlica con una capa

superpuesta 214 de un material capaz de reaccianar
con el metal de la capa 212 cuando se expone a ré-
diacidn electromagnética, segln se ha explicado an-
teriormente, La primera cara 282 del elemento sensi
ble a la radiacidn 280 se expone a radiacidn a tra-
vés de una mascafa 8 como resultado de la’broyeccién
de un disefio sobre la misma, s=gdn se indica en la
figura 30, teniendo dicho disefio partes como las ip
dicadas en negro en 286 que protejen la cara 282 de
la radiacidn electromagnética incidenté,.permitienJ
do otras partes como 1as-indicada3veh 288 el pleno
impacto de la radiacidn electromagndtica sebre di-
eha cara y otras partes camo las indicades en 290

permiten una radiacidn reducida de la superficie

"sensiblé a la radiacidn, La otra cara 284 de) ele-

mento 280 tgmbien se expone a radiacidn electromage-
nética, seglin se indica en la figura 31, recibiendo
algunas partes de la misma sggin se indica en 288
el impacto de una radiacidn de plena intensidad,
mientras que otras partes reciben el impacto de ra-
diacidn de intensidad reducida segdn se indica en
290, y protegiendose otras partes de.la radiacidn
electromagnética, seglin se indica en 286. Los termi
nales indicados en 292, 294 y 296, se unen, bien an
tes 6 despuds de la exposicidn electromagnética, al
borde de la capa metalica 212 de la cara 282, y loas
terminales como los indicados en 298 y 300 se unen
a la capa metdlica 212 de la cara 284, El articulo

acabado es un circuito integrado en el que las par-
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tes de las capas 212 sin reaccionar, correspondien-
tes a las 4reas 286, constituyen conductores 6 .pla-
cas de capacitor, ¢ cada drea, como suﬁ las dreas
290 que han sido parcialmente expuestas a la radia-
cién constituyen una resistencia de un valor que dg
pende de la cantidad de radiacién y dimensidn geomg
trica del drea. C) articulo resultante es por consi
guiente un circuito electrico, cuyoc equivalante ss-
quematico se ilustra en la figura 32 comprendiendo
una placa de czpacitor 302 del capacitor 304 conec-
tada al terminal 294 a través de la resistencia 306;
al terminal 292 a través de la resistencia 308 y al
terminal 296 a través del conductor 310, definido
en la cara 282 del elemento 280. La otrérplaca, pla
ca 312,»dal capacitor 304 se conecta al tarminal
298 a través de la resistencia 314 y se conecta tam
hién al termina)l 300 a través de la resistencia 316,
identificandose las diversas dreas ilustradas en

las figuras 30-31 mediante- los mismos ndmeros de re
ferencia que en el esquéma de la figura 32 con el
fin de ayudar a comprender la equivalencia entre am
bos. S5i necesitara recortarse el drea de una de las
placas 302 ¢ 312, del capacitor 304 con el fin de
obtener un valor mds preciso de capacitancia del del
capacitor 6 para ajustar con precisidn el circuito

a unas caracteristicasvelectricas predeterminadas, .
un drea de una de las placas como la incicada en
318 respecto a la placa 302 de la figura 30 pueds
exponerse ulteriormente-y de una forma individual a

radiacién electromagnética seqin se explicé anterior
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mente, y el valor de cada resistencia puede determi
narse también con precisidn de una forma individual
mediante exposicidn complementaria a discrecidn y
de un modo selectivo a radiacidn electromzgnética,
ﬁeniendo en cuenta no obstante que las variaciones
controlables de los valores de los componentes se
dirigen naturalmente hacia una disminucién en capa-
citancia respecto a capacitﬁres y un aumenic en re-
sistencia respecto a resistores,

El circuitg monolitico acabado pucde enca
jarse ¢ confinarse en una caja § envoltura disefiada
para proteger las caras sensiblas a la radiacidn
282 y 2B4 dsl elemento a irradiacidn complementaria,
6 bien pueden recubrirse con un barniz opacc é mate
ria similar, 6 bien de otro modo, las partes sin
reaccionar y reaccionadas de las capas 214. puaden
quitarse mecanica 6 quimicamente para proporcionar
un circuito segiin se ilustra en la figura 33, total
.mente equivalente al esquema de la figura 32,

En vista del hecho de que los elementos
sensibles a la radiacidn segln el presente invento
y a los descubrimientos de la solicitud pendiente,
en ciertés condiciones y con ciertos grupos de matg
riales, se comportan como semiconductores, también
es posible, empleando la estructura y métodos del
presente invento, obtener circuitos integrados cop
pletos que-comprenden elementos unidireccionales y
glementos unidireccionales provistos de medios de
contrel, tales como diodos y transistoeres y elemen-

tos similares.
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Refiriendonos ahora de una forma general
a las figuras 34-55, sc describe a continuacidn el
presente invento en términos de procedimientos para
manufacturar disefios motdlicos proyectando una imae
gen de un disefio a reproducir sobre un elemento sen
sible a la radiacidn que consiste ssencialmente en
una capa metdlica recubierta con una capa wupz2rpues
ta adherente de material capaz de reaccions+ con el
metal de la capa metdlica cuando se expone a radia-
cidn elesctromagnética, Después'dg la exposiczidn, se
separan las partes de la capa superpuestia que tienen
una adherencia reducida con el metal de la capa co-
mo resultado de tal exposicidn, exponiendc de sste
mods de uns Fforma selectiva y a discrecidn drecas de
superficie de la capa metdlica que ulteriormente se
electroplastian & se erosionan electroguimicamente
seqln se dssee obtener un dibujo en relieve 6 reba-
Jjado. '

. Alternativamente los elewentos sensibles

a la radiacidn, segin el invento, que tengan una ca

pa metdlica lo suficientemente delgada para ser
transmisora de la radiacidn pueden exponerse median
te proyeccidn de la imagen del disefio é configura-
cién sobre la capa metdlica, consumiendo asi en pro
fundidad partes selectives y a discrecidn de la ca-
pa metdlica. Las partes restantes sin reaccionar de
la capa metdlica se electroplastian ulteriormente.
Segln se ilustra en la figura 34, la pri
mera etapa en los metodos del presente invento con-

siste en exponer un elemento sensible a la radia-
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cidn 410 a radiacidn electromegnética incidente 412,
como puede ser radiacidn luminosa. E£1 elemento 'sen-
sible a la razdiacidn 410 se expone, por ejemplo a
través de una mascara 414 gue presents.un dibujo
predeterminado consistente en partes, seqdn se indj
ta en 416, que son sensiblemente transmisoras de la
radiacidn incidents y otras partes, segpdn se indica
en 418, que practicamente no son transmisoras de la
radiacidn electromagnética,

£l elemento sensible a la radiecién 10, se
gun se describe en detalle en la solicitud pendien-
te y mds adelante en la pfesente mémbria, consiste

esencialmente en una capa metdlica 420 provista de

-una capa superpuesta 422 de un material bapaz de

reaccionar con el metal 6 metales de la cepsu metéli
ca 420 como resultado a la exﬁosicién a :a radiacidn
electromagnética como es la luz. La capa metdlica
420 es una ldmina 6 pelicula que contiens al menos
un metal bien solo, aleado con otro metal 6 con o--
tros metales, 6 combinado 4 mezclado con otro ele-
mento. La capa metdlica 420 puede comprender as{
cualquiera de los metales més comines como son la
plata, cobre, columbio, plomo, hierro, aluminio, crg
mo, niquel, etc., La capa superpuesta 420, deposita-
da sobre la misma y adherida a ella, comprende uno
de los materiales descritos en la solicitud pendien
te citada y en la presente memoria. La capa metdli-
ca 420 pueds estar provista si asi se desea para al
gunas aplicaciones, de un soporte metdlico 6 no me-

tdlico 6 substrato, segdin se ilustra mediante linea
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de un grosor de tan solo unas capas de 4tomos 4
angstroms hasta unas cuantas milésimas,

£l elemento sensible @ la radiacidn 416
hecho por ejemplo de una capa de plata 420 recubier
ta con una capa superpuesta 422 de trisulfuro de ap
sénico se expone a radiacidnelectromagnétice inci-
dente a través de una mascara 414, segln se explicd
anteriormente, 6 se expone por medio de un dibujo &
disefio apropiado proyectadn sobre la misma mediante
un medio de proyeccién apropiado, Durante ia exposi.
cidn del elemento sensible a la radiacidn, que se-
gén se ilustra se efectla sobre la cara del mismo
provista de la capa supsrpuesta 422, aljuaas ar
sagin se indica en 426, reciben la radiacién elec-
tromagnética incidente 412 mientras gue ciras &reas,
seglin se indica en 428, no se someten al efecto de
la radiacién, Como resultado de tal exposicidn se~
lectiva y discrecidn a radiacidn electromagnética,
en dreas separadas ds la capa limitrofe entrs la ca
pa metdlica de plata 420 y la capa supcrpuesta de
trisulfuro de arsénico 422 expuestas a la radiacidn
eslectromagnética, se forma de un modo selectivo y a
discrecidn un producto 6 productos de reaccidn, se-
glin se indica en 430 de la figura 35. Las dreas no
sometidas a radiacidn se dejan sin tocar, segln se
indica en 432, La formacidn de tal producto de reac
cién 430, en las dreas irradiadas, produce una re-
duccidn sustancial selectiva y a discrecién de la

fuerza de adherencia entre la capa superpuesta de
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trisulfuro de arsénico 422 y la capa metdlica de pla
ta 420, Seqin ss explicd con detalle en la solicitud
pendients, las partes de la capa superpuesta de tri
sulfuro de arsénico 422 correspondientes a dichas §
reas irradiadas pueden quitarse por wmedios tales co
mo, por ejemplo, un elemento laminar no rigido, segdn
se indica en 434 en la figura 36, provisto en una de
sus caras 436 con un adhesivo que forme adherencia
con la capa superpuesta 422 de una resistencia in-
termedia entre la fuerza de adherencia de iz capa sy
perpuesta de trisulfuro de arsénico 422 con la capa
metdlica de plata 420 y la fuerza reducida.de aheren
cia entre ambas en las éfeas‘irradiédas.lpér consi-
guiente, cuanto se tira de la lémina recubierta de
adhesivo 434, las partes de la capa supernﬁesta 422
cnrrespﬁndientes a las dreas irradiadas cel elemen-
to sensible a la radiacidn 410 se ven arrastradas y
separadas por la lémina 434; indicada en 438, como -
resultado de la adharéncia-a.la lémina con una mayor
fuerza que la adherencia de la capa intermedia de
las dreas irradiadas, mientras que las otras partes,
como las que se indican en 440, de la capa super-
puesta 422 que permanecen fuertemante adheridas a

la capa de plata 420 se separan limpiamente des las
partes 438 y permanecen en su sitio, de forma que

el slemento sensible a la radiacidn separado queda-
rd virtualmente seglin se ilustra esquemdticamente

en la figura 37 con dreas de superficie separadas
442 de la capa metdlica-expuestas o descubiertas y

ya sin la proteccidn de la capa superpuesta de tri-
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sulfuro de arsénico 422,

Las dreas de superficie descubierta 442 de
la capa metdlica de plata 428 se metalizan ulterior
mente, segdn un aspecto del presente invento, colo-
cédndolas en un depdsito 444, fFigura 38, que contie-
ne un electrolitoc apropiado 446 en el que el e¢lemen
to 410 se sumerge, disponiendose la capa metélica
de plata 428 en un circuito eléctrico de curriente
continua que comprende una fuente de corrignte con-
tinua 448 para formar un cdtado, conectdndace una
placa o bloque de metal apropiado, segin s indica
en 450, al terminal negativo de la-fuenie de suminis
tro de energia eldéctrica 448. Segdn sea el electro-
iito empleado y la composicidn de la pléca ¢nddica
450, se depositan slectroliticamente un matal 6 me-
tales de una composzicidn predeterminada soors la ca
pa metdlica de plata 420 en las dreas 442 que nc se
hallan protegidas por las pértes restantes 440 de la
capa superpuesta 442, Es evidente que si la capa me-
tdlica 420 no se halla ﬁrouista de un soporte de a-
islamiento o substrato 424 es preferible recubrir
la superficie de la capa metdlica 420 opuesta a la
superficie de la misma provista a discrecidn de las
partes restantes 440 de la capa superpuesta 422 con
una pintura aislante o barniz para evitor la metali
zacidn de dicha cara si dicha metalizacidn es indew
seable, E1l materisl que forma la capa superpuesta
422 que para todo fin practica es un dieléctrico, cg
mo ocurre con el trisulfuro de arsénico o pentasul-

furo de arsdnico, no admite metalizacidn de la super
per
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ficie de las partes restantes de la capa. superpues-
ta 422 en contacto con el electrolito, Cuando se em
plean para formar la capa superpuesta 422 materia-

les ligeramente mejores conductores de la corriente

»

como son el arsénico, Bismute ¢ otros similares, la

pequafia electrdqaﬁnsicién que tiens ‘lugar sobre la
capa superpuesta es de muy poce importancia en ra-
z6n de la deficiente adherencia de dicha metaliza-
cién al material de base y dicho recubrimiaanto pue-
de guitarse ulteriormente con gran facilidac median
te simple limpieza mecdnica o quimica, Altcrnativa-
mente, cuando la capa superpuasta 422 se hace de un
material que pueda someterse a una ctierta electroda
posicidén, una simple operacién de recubrimirnto de
la superficie exterior de las partes resteriss de
la capa superpuesta con un matérial no ccnductor o
con un material oleoso eliminard cualquicr tendencia

de que dicha superficie exterior reciba metalizacidn

.alguna durante la operacidn de electrodeposicidn,

La informacidén necesaria respecto a bafics apropia-
dos para electroplastia y las técnicas a sequir seo
hallan facilmente disponibles y pueden encontrarse
en muchosg libros de texto tales como, por ejemplo
"Modern Electroplating" de A.G. Gray, publicado por
John Wiley and Sons, Inc.,, Nueva York, 1953, Electro
plating Engineering Handbook por A.K. Graham, publi
cado por Reinhold Publishing Corporation, Nueva
York, 1955 y Printed and Integrated Circuitry por
T. D. Schlabach y D.K. Rider, publicado por McGrauw-
-Hill Beok Company, Inc., Nueva York, -1963.



- 57 -

Despuds de la electrodeposicidn, el arti-
culo resultante queda, segln se ilustra esquemdtica
mente en seccidn en A en la Pigura 39 6 en A en fi
gura 4D con partes electroplastiadas en 452 que for

5, man un dibujo metdlico en relieve correspondiente
al dibujo de exgoéicién a radiacidn elcctromagnéti-
ca del elemento sensible a radiacidn, La operacidn
de electrodeposicidén se sfectda durante un periodo
de tiempo apropiado suficiente para aplicis un recy

10. brimiento metdlico 452 de un grosor neces2rio depo-
sitado scbre las dreas desnudas de la capa metdlica
420, £1 grosor del recubrimiento metdlico se indica
en la figura 39 con una ‘medida menor que el grosor’
de las partes restantes 440 de la capa sunarpuesta

15, 422. Es evidente qhe cuands se desee obtener un re-
cubrimiento -metdlico mds grueso, la operzcidn-de e-
lectrodeposicidn segdn el dispesitivo de la figura
38 puede continuarse hasta.que el recubrimianto metd
lico alcance ese mayor grosor dessadg, segdn se ine

20, dica en 452 en la figura 40 donde se indica gue tal
recubrimiento es mds qrueso que las partes restan-
tes 440 de la capa superpuasta 422, Para algunas a-
plicaciones sl articulo Gtil resultante puede ser
segin se representa en A y A’, en las figuras 35 y

25. 40 respectivamente, perc para otras aplicaciones pue
de hallarse conveniente quitar las partes restantss
de la capa ‘superpuesta 422,

Las partes restantes 440 de la capa super
puesta 422 pueden quitarse ulteriormente por cualeg

30, quiera medios apropiados como son disolucidn quimi-
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. ca en un disolvante apropiado o sublimacidn térmica,
seqgin se explica en la solicitud pendiente citada,
"d, segln se indica en la figura 41, mediante una sg
gunda exposicidn a radiacidn electromagnética 412
S. que produce una reaccidn entre el material de la ca
pa superpuesta 422, trisulfuro de arsénico por eje-
plo, en las partes restantes 440 de la misma y el
metal, plata por ejemplo, de la capa metdlica 420
en las dreas donde tal metal y material se hallan
10, yustapuestos, con formacidén de un productu Je reac-
ci6én seqln se indica en 454, Dicha segunda expoai-
cién a radiacidn electromagnética debilita conside-
rablemente la unidn o adherencia entre las partes -
restantes 440 de la capa superpuesta 422 y>ld capa
15, metdlica 420, de forma que las partes restantes 440
de la capa superpuesta pueden quitarse fécilmente
por medios mecdnicos de separacidén o peladura comgo
por ejemplo por los mediocs anteriormente descritos
ilustrados en la figura 36, El artfculo resultante
20, es dgksta forma vitualmente comc el articulo B de
la figura 42, consistente esencialmente en una capa
metdlica 420 que lleva sobre si un dibujo o disefio
metdlico slectrodepositado 452, Si la segunda espo-
sicidn a radiacidn electromagnética se efectda du-
25, rante un periodo d% tiempo y con una intensidad de
radiacién suFiciante para consuﬁir en profundidad las
partes ' de la capa metdlica 420 todavia provistas de
una capa superpuesta, despuds de la sliminacidn del
producto de la reaccidn formado durante la segunda

30,  exposicidn a radiacidn electromagnética, el articulo



1o,

15,

20,

25,

30.

- 59 .

acabado resultante quedard virtualmente segin se i-
lustra en C en la Figura 43, E1 articulo C se halla
provisto de cspacios huecos 456 formados en la capa
metdlica 420 como resultado de la sequnda exposicidn
electromagnética de forma que el articulo acabada
presenta un dibujo metdlico en relieve elevado que
comprends las partes de metal slectropldstiado 452
superpuestas sobre las partes restantes #53 de la
capa metdlica 420,

Segdn un presente aspecto del u:&éente,iﬂ
vento, el elemento sensible a la radiacidn expuesto
y separado 410 de la figura 37, puede tratarse ultg
riormente por medic de erosidn electroquimica en un
dispositivo segln se representa esquemdticamente en
la figura 44. £l elemento 410 consistents srincipal
mente en la capa metdlica provista de un modo seleg
tivo y a discrecidn con partes restantes 440 de la
capa superpuesta 422 se coioca en un recipiénte 466
que’ tiene una pared. inferior 462 y paredes latera-
les 464, E1 recipiente 460 estd hecho de un material
no conductor y tisne medios, como son gl contacto 466
que conecta electricamente el terminal positivo de
un suministro de energia de corriente continua 468
la capa metdlica 420 del elemento 410 para hacer a-
nédica la capa metdlica-420 respecto a una placa con
ductora de corriente 470 hecha catddica al conectar
se por medio del contacto 471 al terminal negativo
del suministro de energia de corriente continua 462,
El recipiente 460 se halla provisto de una salida

472 y una entrada 474 para una solucién electrolit
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ca 476 que se hace circular a gran velocidad y ele-

vada presién en la superficie de contacto entra gl
elemento 410 y la placa catddica 468, fiediante 21
dispositivo de la figura 44 y segdn principiocs ac-
tualmente bién conocidos de maquinado electroquimi-
co, cuando se hace circular una corriente continua
bajo un potenciai de 10 a 20 voltios y de una densi
dad sensiblemente elevada, a través del olzstrelito,
las superficies descubiertas 442 del elemunto 410

se erosionan electroquimicamente, mientras que las
areas superficiales protegidas por las partes res-
tantes 440 de la capd superpuesta 422, que actda cg
mo dieléctrico, permanece sin tocar, Un electrolito
conveniente consiste en una sclucidn acuvsa de clo-
rurc sfdico suministrado a la superficie d» contac-
to entre 1é placa 470 y 8l elemento 410 o una pre-
sidn. de por ejemplo 0,7 a 3,51 kilogramo por cmz.

Si la operacidn eiectriquimica, segln el
dispositivo de la figura 44 se deja que tenga lugar:
durante un periodo de tiempo relativamente corto so
lamente, el artf{culo resultante serd el articulo D
ilustrado en la figura 45 consistente en las partes
restantes 440 de la capa superpussta 422 que perma-
necen adheridas a la capa metdlica 420, y en la ca-
pa metdlica 420 con su superficie descubierta erosig
nada hasta una cierta profundidad, seqdin se ilustra
en 478, dependiendo de la duracidn de la operacidn
de erosidn electroquimica a una densidad de corrien
te predeterm%nada.

Después de quitar las partes restantes 440
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de la capa superpucsta 422, por cjemplo por medio de
una segunda exposicidn a radiacidn electromagnética
que, seglin se explicdé anteriormente reéuce las Fﬁeg
zas de adherencia entre la capa metdlica y la capa
superpuesta facilitande la ultericr remocidn de las
partes restantes de dicha capa superpuesta, el arti
culo acabado es el representado en E en la figura
46, consistente principalmente on la cape vweidlica
422 que tiene sobre la superficie de la mizma un di
bujo o disefio metdlico en relieve, seqln se indica
en 480, consistente esn las 4reas de superficie de
la capa metdlica que fueron protegidas por las par-
tes restantes de la'éapa-superpuasté 422 ourante la
oporacidn de erosién electroquimica saliendo de las
dreas e:osionadas sin proteger 478.

5i la operacién electroquimica scyGn el
dispositivo de la figura 44 se deja continuar hasta
gus la electroerocsidn de las partes de capa metdlica
412 sin proteger por las partes restantes 440 de la
capa 422 s2 ha propagadb en profundidad al grosor
total de la capa metdlica, el articulo resultante
serd el indicado en F en la figura 47, El articuloe
F consiste esencialmente en las partes restantes
482 de la capa metdlica 422 cubiertas con las partes
restantes 440 de la cape superpuesta 422, Despuds
de quitar las partes restantes de la capa superpues
ta 422, por sjemplo, mediante exposicidn a radia-
cién electromagnética seguido de separacidn seqdn el
procedimiento explicado anteriormente, el artfculo

acabado serd el indicado en G an la figura 48, con-
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sistente esencialmente en un dibujo o disefio metalj
co formado por las partes restantes 482 de la capa
metédlica 420,

Refiriendonos ahora a la figura 49, se i-

-lustra en dicha Figura un elementsc sensible a la ra

diacidn electromagnética 410° que comprende una del
gada capa metdlica 420 hacha de un metal que puede
ser cualquiera de los anteriormente menciopzdos, por
ejemplo una ldémina de plata metdlica lo suficiente-
mente delgada péra que sea virtualmente transmisora
de la radiacién electromagnética como puede ser la
radiacidn luminosa, dispudesta sobre un substrato 422
hecho de cualquiera de los materiales anteriormente
mencionados capaz'de reaccionsr con el metzl de la
capa metdlica 420 cuando se expone a radiacidn eleg
tromagnética., Por sjemplo, el substrato 422 puede
estar hecho en forma de una capa vitrea de trisulfu

ro de arsénico o pentasulfuro de arsénico, Para zl-

.gunas aplicaciones, el substrato 422 puede- hallarse

provisto de un soporte metdlico o no metdlice, no
representado, sobre su superficie opuesta a la super
ficie que lleva la capa metdlica 420,

€1 elemento sensible a la radiacidén 410°
se ilustra en la figura 49 mientras se halla expuas
to a radiacidn electromagnética incidenfe 412 sobre
el lado de la capa metdlica, Le exposicidn se reali

za a través de una méscara 414 dotada de partes a

discrecidn 416 sensiblemente transmisora de dicha

radiacidn, de forma que la superficie de la capa mg

td4lica 420 reciba de una forma selectiva y a discrg
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cién la radiacidn incidente en las partes 426, mien
tras que otras partes 428 quedan sin tocar., En los
limites o superficie de contacto entre la capa metd
lica 420 y el substrato 422, en las regiones en las
que incide la radiacién, confbuficiente exposicidn a
radiacidn incidenﬁe en tiempo o densidad, o ambas
cosas a la vez, y forma un producto o productoes de
reaccidn segln se indica en 430 en la figura %0,
que, en vieta del poco grosor de la capa mertdlica
420, consume en profundidad todo el metal da dicha
capa metdlica, Las otras partes 432 de la capa limi
trofe que se hallan protegidas de la radiacidén elec
tromagnética permanecen prévistas de partus sin re-
accionar 484 de la capa metdlice 420, Una vez que

el producto de reaceidn se ha eliminado, por ejem-
plo segin se menciona en la solicitud pendiznte, o
por medios mecdnicos de Frotamiento, por ejemplo, &
medios quimicos como podrié ser la disolucidn del
producto de la reaccidn sn una solucidn acuosa de
una base tal como sulfuro sddico o hidrdxido sddico,
el elemento sensible a la radiacidén quedard segin

se indica en la figura 51; y comprenderd un substra
to 422 provisto de partes a discrecidn 484 de capa
metdlica 420 formande un dibujo apropiade correspon
diente al dibujo o disefio provisto por la méscara a
través de la cual el elemento sensible a la radia-
cidn quedé expuesto primeramente a dicha radiacién
electromagnética, 4, alternativamente, al dibujo prg
yectado sobre la superficie de la capa metdlica 420.

Las dreas de superficie discontinua 486 de las par-
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tes réstantes 484 de la cepa metdlica 420 pueden e~
lectroplastiarse ulteriormente con un metal apropia
do por medio de un dispositivo como el anteriormente
descrito con relaqiéh a la figura 38 de esta memo-
ria, conectdndose adscuadamente la capa metdlica 420
al terminal positive del suministro ds energia elég
trica. Despuds de la electrodeposicidn, el articulo
resultante serd seqln se indica en H en la figura
52. El articuloc H comprende asi las partes restantes
484 de la capa ametdlica 420 adherida al substrato
422 y con sus é4reas superficiales 486 electroplastia
das, segin se indica en 488 con un recubrimisnto de
metal adicional, Dicho erticulo podria ssr, por e jem
plo, un circuito eléctrico.

No obstante si se desea obtener un articy
lo acabado del que se quite el substratc 422, dicho
substrato 422 podria disolverse ean un disolvente a-
propiadao, 6 alternativamente, dicho substrato 422
.podria quitarse por medio de una seguynda exposicidn
del elemento, segin se ilustra en la figura 53, ha-
ciendo incidir radiacidn electromagnética 412 scbre
el lado del substrate para producir la formacidén del
producto de reaccidn 454 en la superficie de contagc
to entre las partes restantes 484 de la capa metdli
ca 420 y el substrato adyacente 422, Dicha segunda
exposicién, segin se mencibné anteriormente, necesj
ta ser en durécidn e intensidad solamente la necesg
rias para reducir la fuerza de adherencia entre las
partes restantes 484 de la capa metdlica 420 y el §

rea de contacto del substrato 422, de.forma que el

~
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substrato 422 pudiera separarse facilmente después
de la capa metdlica 420, proporcionando el articulo
acabado J ilustrado en la figura 54,

Si la segunda exposicidn a radiacidn elec
tromagndtica es en intensidad y duracidn suficiente
para consumir todas las partes restantes 48B4 de la
capa metdlica 420, el articulo resultante scrd el
articulo K de la figura 55 que consiste exclusivaw
mente en un dibujo ¢ diseﬁﬁ metélico formado por
partes electroplastiadas 488 del metal electrodepo-
sitado., En dicho aspecto alternative del presente
invento, el elemento sensible a la radiacidn elec-
tromagnética ha sido utilizado solamente como vehi-
culo para la obtencidn de un dibujo o digafic apré- '

piado correspondiente al dibujo o dissfio provectado

- ariginalmente scbre el elementc, hecho de metales o

aleaciones de cualquier composicidn o grosor apro-

piados. Dicho método tiene una utilidad articular

-cuando se desea obtener un disefio metdlico hecho de

un metal que sea incapaz de reaccionar con el metal
que forma la capa 422 bajo la influcncia de la ra-
diacidén electromagnética,

De esta forma se podrd ver que el procedi
miento dal presente invento proporcionan un sistema
para hacer disefios o dibujos metélicos en relieve

por medio de un elemento sensible a la radiacidn que

ulteriormente se trata mediante dispositivos elec-

troquimicos como puede ser el electroplastiar de una
forma selectiva y a discrecidn partes elegidas del

elemento o alternativamente erosionar de un modo sg
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lectivo y a discrecidn partes elegidas del elemanto.

Segin se ilustra de una forma particular
en las figura 56-65 el presente invento, seqgin otro
de sus aspectos, proporciona procedimientos para ha
cer un artfculo con un dibujo metdlico en relieve
irradiando, seguin el dibujo qus se haya de reprodu-
cir, un elemento sensible a la radiacidn y al calor
que comprends esencialmente una capa de metel recu-
bierta de una capa superpuésta_adherente de un mata
rial capaz de reaccionar con el metal cuando se ex-
ponga a radiacidn electromagndtica o a la acecidn del
calor, Despuds de la exposicidn a radiacidn electro
mggnética que produce una reduccidn de adherencia en
tre la capa superpuesta y la capa de metzl, 38 sepa
ra el elemento de las partes de le capa supsrpuesta
correspondientes-a la zona irradiadas y ulteriormsn
te se calientan para producir una reaccidn entre

las partes restantes de la capa superpuesta y la ca

-pa de metal consumiendo en profundidad y aracands

de esta forma el metal de la capa metdlica,

En la figura 56, se ilustra esquemdticamen
te en seccidn un elemento sensible a la radiacién
electromagnética 510 que consiste esencialmente, sg
gln se explicd anteriormente, en una capa metdlica
512 provista de una capa superpuesta adherente 514
de un material capaz de reaccionar con el metal de
la capa metdlica 512 cuando se expone a radiacidn g
lactromagnética como puede ser radiacidn luminosa,
Con el fin de practicar los procedimientos del pre-

sente invente de un modo mds eficaz, se ha descu- ~
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bierto que algunos metales que Forman la capa metd-
lica 512 y algunos materiales, que forman la capa
superpuesta 514, han demostrado una mejor afinidad
entre si bajo la influencia de la exposicidn a ra-
diacidn electromagnética y especificamente bajo la
influencia del calor. De preferencia el motal de la
capa metdlica 512 es plata o cobre, y también prefg
rentemente el materizl que forma la capa suparpues-
ta 514 es un material que pertenece a un grupo que
comprende trisulfuro de arsénico, pentasulfurc de
arsénico, mezclas de plomo-icdo y mezclas de arséni
co-azufre-haldgeno, por ejsmplo arsdnico-azufre~ig
do., No obstante, se puede utilizar cualguier otro
de los metales mencionados en la citada solicitud
pendiente y anteriormente en csta memoria, bién sc-
lo, o aleado con otros metales o combinados con otro
elemento U otros elementos, como es el niquel, co-

lumbio, plomo, hierro, crome, aluminio, etc., para

formar la capa metdlica 512, La capa suﬁerpuesta

514 puede estar hecha tambidn de cualquier otro de
los materiales, segin se menciona en la citada soli
citud pendiente y anteriormente en esta memoria, cg
mo son el azufre, iodo, selenio, telurio, talio, 4
haluro metdlico, sulfuro, ioduro, arseniuro, sele-
niuro, 6 teliururo o mezclas de azufre-selenio, §
un material ternario que contenga arsenico, azufre
y bismuto como sustitucidn al material mencionado
anteriormente,

EL materizl que forma la capa superpuesta

514 se deposita sobre la capa metdlica en forma vi-
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trea, preferentemente mediante deposicidn en vacio
o medios similares. La adherencia formada entre la
capa metdlica 512 y la capa superpussta 514 en la su

perficie de contagto 516 entre ambas es sustancial-

.mente fuerte, £l grosor de una u otra de la capa me,

télica 512 y capa.superpuesta 514 es preferentemen=
te del érden de unas cuantas capas atémicas a unos
micrometros,

Con el fin de lievar a la préctica el pro
cedimiento del ﬁrasente invento, el elemenioc sensi-
ble 10 se expone primeramente del modo anteriormune
te explicado, a radiacidn elsctromagnética inciden-
te, que pusde ser luz segdn indican las flechas 518
incidiendo sobre ¢l elemento sensible a laz radiacién
en un dibujo o disefio predeterminado. Dicha exposi-
cidn selectiva y a discrecidn del elemento sensible
a la radiacidn puede realizarse, por ejemplo, expo-
niéndo el elemento sensible a la radiacidn electro-
magnética 510 a dicha luz incidente a travds de una
mdscara 520 que tenga partes 522 sensiblemente trang
misoras de la luz y otras partes 524 que préctica-
ments no transmiten la luz, Es evidente que se pue=
den utilizar otros medios a la méscara 520 para ex-
poner ol elemento sensible a la radiacidn electra-
magnética 510 a la luz incidente para permitir que
dicha luz incida sobre el elemento. de un modo seleg
tivo y a discrecién, como puede ser por ejemplo me-
diante proyeccidn sobre el mismo de un dibujo o di-
sefio predeterminado por medio ds cualquiera de los

sistemas de proyeccidn de imdgenes bién conocida,
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Bajo la influencia de dicha irradiacidn
selectiva y a discrecidn del elemento sensiblz.a la
radiacidn 510 se produce en los limites o suparficie
de contacto 516 entre la capa metdlica 512 y la capa
superpuesta 514 una reaccidn que produce la forma=-
cidn de un producto de reaccidn segdn se indica en
526 en la Figura 57, en las 4reas 527 de dichos 1i-
mites o superficic de contacto correspondionte a
lags dreas sometidas a iluﬁinacién furante la espo-
sicidn, mientras que las otras dreas de la cuperfi-
cie de caontacto, segdn se indica en 528, queo se ha-
llaban protegidas de la iluminacidn por partes no
transmisoras 524 de la mdscara 520, que_dan sin to-
car, .

 Las droas limitrofes 527, como resultado
del producto-de la-reaccidn 526, forman sartes de
contacto con una adherencia reducida de la capa su-
perpuesta 514 y la capa metélica 512 que permiten
la separacidn de dicha capa superpuesta 514, de una
forma selectiva y a disﬁrecién, de la capa motélica
en dichas zonas o 4rsas irradiadas, La separacidn
puede efectuarse por cualesquiera medios macénicos
apropiados como puede ser haciendo flexar o plegan-
do el elemento o por medio de choque térmico del els
mento, cualquiera de los cuales hace gque las par-
tes de la capa superpuesta 514 correspondiente a
las dreas limitrofes 524 se separen de la capa metd

lica 512. No obstante, la separacidén se efectda prg

. ferentemente por medio de un elemento laminar flexi

ble 530, figura 58, provisto en una de sus caras

.
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532 de un recubrimientd de adhesivo que forma una
unidén o adherencia sensiblemente fuerte con la su-
perficie exterior de la capa superpuassta §l4, La
fuerza de adherencia entre el elemento Flexible 530

y la superficie exterior de la capa superpuesta 514

'es no obstante menor que la fuerza normal de adhew

rencia entre la capa superpuesta 514 y la capa metd
lica 512 en las dreas 528 que no han sidc scnetidas
a la irradiacidn. Por conéiguiente, cuands se tiran
del elemento flexible 530, segln se indiew sn la fi
gura 58, quita pelando las partes disgéegadas 534
de la capa superpuesta éensiblemente-quebradiza 514
que corresponden a lds dreas irradiadas 527 del ele
méntoAsansible a la radiacidn y que se separan pul-
cramente de las partes 536 de la capa superpuesta,
corraspoﬁdientes a las dreas no irradiadas 528 de
la suporficie de contacto 516,

El elemento sensible a la radiacidn elec-.
tromagnética expuesto y separado se soma?e ulterior
mente a la accidn del calor, segdn se indica en la
figura 59, calentdndolo rdpidamente a una temperaty
ra lo suficientemante alta para producir una rezc~
cién provocada por el calor entre el .material de
las partes restantes 536 de la capa superpuesta 514
y el metal de la capa metdlica 512 en los limites o
superficie de contacto 528 entre ambas capas, Dicha
temperatura suele ser de tan solo unos cientos de
grados (Nota del traductor: Debe tratarse de grados'
farenheit) y la reaccidn térmica se realiza simple-

mente colocando el elemento expﬁésto sobre una plan
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cha caliente practicamente igual a la placa de una
cocina eléctrica normal, con la capa mqtélica 912
en contacto con la superficie calienta. Bajo la ine
flusncia del calor que pasa al elementa, las partes
restantes 536 de la capa superpucsta 514 reasccionan
rédpidamente con.ei metal de la capa metédlica 512 en
las 4reas 528 de contacto entre ambas, prosuciendo
un ataque en profundidad de la capa metdlica 2n ta-
les 4reas de contacto, El‘producto o producing for-
mados como resultado.de dicha reaccidn provacada
por el calor entre las partes restantes de la capa
superpuesta 514 con el metal de la capa metélica 512
se vaporizan o subliman -en cuanto se forman, de for
ma que el articulo resultante Al es una capa mebtdli
ca 512 provista de un dibujo o disefio en rulieve for
mado por partes rebasjadas, segin se indica =2 538 en
la figura 60, gue corresponden a la superficie de la
capa metdlica 512 que ha éido atacada como resultado
.de la reaccifn provocada por el calor entre las par
tes restantes 536 de la capa superpuesta 514 con el
metal de la capa metdlica §12 y que presenta virtual
mente partes salientes uniplanares 540 correspondien
tes a las partes de superficie irradiadas 527 de las
qua se quitd la capa superpuesta durante la opera-
cidn de separacidn seguido de la exposicién del olg
mento sgnsible a la radiacidn original a-la luz.
Con’una capa metdlica 512 que sea sensi=-
blemente delgada, generalmente de un micrometro 6
menos, el ataque provocado por el calor a la capa

metdlica se produce extendiendose de superficie a
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superficie de forma que el articulo acahado serd sg

giin se indica en Bl en la figura 61, consistiendo
en la capa metdlica 512 provista de partes restantes
§42 que forman un dibujo o disefio metdlico apropia-
do gn contraste con las perforaciones 544 resultan-
tes del ataque de superficie a superficie de la ca-
pa metdlica. 'l

En la Figura 62 se ilustra esqusidticamen
te un elemento sensible a lz radiacidn 510° modifi-
cado. Dicho elemento modificado es sensiklemsnte.
igual al elemsnto arriba descrito, v.g. ccmpfende
una capa metdlica 512 provista de una caps superpuss
ta adherents 514, no obstante, la capa metdlica 512
se dota en su cara libre restants de un soésrte 4
substrato 546 hecho de cualquier material! convenisn

te, de forma que, despudés de la exposicidn a luz

.P'
19

cidente a través de una mdscara apropiada 320-y des
pués de separar las partes de la capa superpuesta
5§14’y de la aplicacidn de calor al elemento, segdﬁ
se ha explicado anteriormente, el articulo résultaﬂ
te serd practicamente el ilusirado de upna forma es-
quemdtica en Cl en la figura 63, consistiendo en un
dibujo metdlico en relieve 542 sostenido por un so-
porte o substrato 546. La figura 63 ilustra en Cl
un articulo .acabado en el que la capa metdlica 512
era originalmente lp suficientemente delgada para
que el ataque provocado por el calor sobre la capa
metdlica se ha efectuado completamente desde la su-
perficie del mismo en contacto con las partes res-

tantes de la capa superpuesta hasta la superficie'
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.del substrato 546, Es evidente que el material del

substrato 546 ha de ser preferentemente de tal indg
le que no reaccione con el material de la capa super
puesta 514 & el producto resultante de la reaccidn
térmica entre el materiel de tal capa superpuesta
con el metal de la capa metdYica 512. Es asimismo
evidente que la capa metdlica 512 puede ser lo sufi
cientemente gruesa para que no sea atacada por entg
ro de superficic a superfiéie durante la etapa de
calentamiento en el método del invento, de forma que
el articulo resultante sea virtualmente igual al ar
ticulo Al de la figura 60 provisto de un soporte o
substrato apropiaao.

Refiridndonos ahora & la Tigura B4 se i-
lustra en esta figura una representacidn ecquemdti-
ca de-una aplicacidn del prescnte inventu nara manu
facturar un artfculo provisto de un dibujo o disefo

metdlico en relieve, como puede ser un circuito e-

+léctrico impreso. £l elemcnto sensible a la radia-

cidn 5107 que comprende una capa metdlica 512 dis-
puesta sobre un substrato 546 hecho de un material
no conductor, y provisto de una capa superpuesta
514, se expone a radiacidn incidente como puede ser
luz 518 a través de una méscara 520 gque tenga par-
tes apropiadas 524 que no sean transmisoras de la

luz y otras partes 522 sensiblemente transmisoras

de la luz., La combinacidn de varias partes transmi-

soras de la luz de la mdscara forma el contorno de
un circuito t{pico con conductores 548 y partes tegr

minales 550 provista de pequefias partes no transmi-
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soras 552 para los fines que sg indicardn méds ade-

lante. Después de-su exposicidn a la luz, segln se
indica en la fiqura 64 y después de una ulterior sg
paracién de las partes de la capa superpuesta 514
correspondientes a las dreas del elemento sensible
510° sometidas a iluminacidn a travéds de lz ndscara,
seguido de reaccidn térmica entre las partns iestan
tes de la capa superpuesta y la capa metdlica 512,
seglin el método del inventé explicado anter{ormente
en detalle, el articulo resultante Dl es un circui-
to impreso formado bor conductores metdliccs 554, en
el dibujo o disefio ilustrado en la Figura 6%, y pro
visto de partes terhinalés abropiadés 556 uue tie- .
nen rebajos terminales apropiados 558 péra cocnexidn
a tonductores de componentes eléctrico o electrdni-
cos por medio de estafio soidadura o unidn simalar,.
El circuito queda impreso sobre la superficie del
substrato 546 que forma una base de soporte para el
mismo y es en todos los aspectos comparable a un
circuito impreso obtenido por medios de procedimien
tos tradicionales mds complicados,

En la solicitud pendiente y en la presen-
te memoria, se ha explicado en detalle como la expg
sicidn sclectiva y a discrecidn de un elemento sen-
sible a la radiacidn, segin el invento a radiacidn
electromagnética con una intensidad y duracidn sufi
cientes para producir la reaccidn completa de las
partes irradiadas de la capa superpuesta y la capa
metdlica del mismo, produce un ataque en profundided

de la capa metdlica en dichas dreas irradiadas de un



modo selectivo y a discrecidn, El presente invento
comprende ademds el formar un dibujo o disefio metdli
co por medio de exposicidn de un elemento sensible
a la radiacidn a una imdgen de fadiacién electromag
5. nética en un disefio predeterminado y sequido de la
exposicién selectiva y a discrecién de una segunda
exposicidn uniforme a radiacidn electromagnitica de
intensidad y duracidn suficiente solamente para pro

ducir una ligera recaccidn entre la capa mstdlica y

10. la capa superpucsta en las limites entre ambas que

da por resultado una reduccidn sustancial de la
fuerza de adherencia entre ambas capas, E1 resto de
la capa superpuesta se sepéra vlteriormente de la *

capa metdlica, que preferentemente se ha provisto

15, anteriormente con un substrato, de modn que se for-

me un disefio metdlico correspondiente a la imagen
proycctada sobre el elemento sensible a la radiacidn
sobre dicho substrato,

' Refiriéndonos ahora a los dibujos, y de

20, una forma mis particular a las figuras 66-79, se i-

lustra en las mismas métodos alternativos para la ob”’
tencidn de un dibujo o disefio metdlico o substrato
apropiado por medio de un elemento sensible a la ra -

diacidn tipico 610 segin el presente invento y que

25, comprende esencialmente una capa metdlica 612 pro-

vista de una capa superpuesta sensiblemente adherep
te 614 de un material capaz de reaccionar con el mg
tal o metales de la capa metédlica cuando se exponen

a radiacidn electromagnédtica.

30. _ Seqdn se describe en detalle en la solici
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BilTes
gy
,muﬁ‘ﬁg‘f, :

i

tud pendiente vy anteri;rmente en esta memoria, la
capa metdlica 612 del elemento sensible a la radia-
cién 610, figura 66, comprende un metal, bién solo
0 aleado con otro metal u otros metales, o combina-
do o mezclade con un elemento u otfos elementos., La
capa superpuesta 614, depositada sobre sl mismo, com
prende cualquiera de los materiales descrites tam-
bién en la solicitud pendiente y anteriormente en eg
ta memoria,

El elemento sensible a la radiacidn 610 de
la figura 66 se jlustra incluyendo ademds un subs-
trato o soporte 616 Eologédo debilﬁghte gdhErido a
la capa metdlica 62?: Dicho éoporte o substrato 616
no es absolutamente-necesario, pero a menudo es con
veniente para asegurar un soporte sensiblemente ri-
gido para el conjunto de dos eapas formada por la
capa metdlica 612 y la capa_ superpuesta 614 en vis-
ta del poco grosor de cada una de dichas capas, que
varf{a de unas cuantas capas dtémicas a unos cuantos
angstroms, proporcionando de-esta forma el soporte
o substrato 616 una resistencia metdlica sustancial
al elemento que de esta forma puede mane jarse con
un minimo de precauciones, Un ejemplo tipico de con
figuracién para un elemento sensible a la radiacidn
610 consistitia por ejemplo en un substrato de cris
tal 616 provisto de una capa metdlica 612 hecha de -
plata y llevando en su otra cara una capa superpﬁeg
ta fuertemente adherida 614 de trisulfurc de arsénji

co.,

El elemento sensible a la radiacidn se ex
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. pone, segln sec explicd anteriormente, de una forma
selectiva y a discrecidn, a radiacidn electromagnd-
tica incidente 618, como puede ser una luz blanca
intensa a través de una mascara 620 provista de un

9. dibujo o disefio apropiado consistente en partes, cg
mo la indicada en 622, que son- sensiblemente %-ans-
misoras de la radiacidn incidente, mientras que o-
tras partes 624 de la méscara practicamente no son
transmisoras de la radiacign.

10, El elemento sensible a la radiacidn 610
se expone de este mode de forma que las partes de
la radiacidn incidente 618 incidan sobre la capa su
perpuesta 614 vy pfoduzcan una reaccidn entre el maw
terial de la capa superpuesta 6l4 y sl metal da la
15, capa metdlica 612 en las dreas irradiadas de la su-
perficie de contacto entre ambas, indicada en 616,
mientras que otras dreas, indicadas en 628, quedan
protegidas de la irradiacidn, E£s evidente que se
puede utilizar otros medios para e.xpuner de un modo
20. selectivo y a discrecidn el elemento sensible a la
radiacidn 610 a la radiacidn electromagnética inci-
dente, por ejemplo proyectdndo sobre la superficie
del elemento sensible a la radiacidn, mediante cual
quier dispositivo de proyeccidén bién conocido, una
25, imagen de un disefio o configuracidn apropiadoa.
El elemento sensible a la radiacién 610
se expone 2 radiacidn electromagnética incidente, sg
gdn se explicd anteriormente, durante un tiempo su-
ficiente para producir la reaccidn entre el material

30. de la capa superpuesta 614 y el metal de la capa me-
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tdlica 612 para consumir en profundidad todo el me-
tal de las partes de la capa metdlica correspondien
tes a las dreas 626 asi irradiadas, con la forma-
cidn del producto de reaccidn segdn se indica en
630 en la figura 67,

Segln un aspecto del-presante invento, se
dispone un substrato gpropiade 632 hecho da cualquier
material conveniente, como puede ser cristél, o plag
tico o ldmina metdlica, segln sc indica en la figura
68, en contacto con la superficie exterior de la ca
pa superpuesta 614, disponiéndose un substrato 632
sobrs su cara 634 en contacto con la superficie ex-
terior de la capa superpuesta 614 con un recubrimien
to delun adhesivo que forme una unidn o adherencia
sensiblemente fuerte con la superficie de oicha ca-
pa superpuesta. Todo lo que se necesita es gue la
edherencia formada entre el substrato 632 y la capa

superpuesta 614 sea mds fuerte que la adherencia

.formada entre la capa metdlica 612 y el scporte 616,

de forma que el conjunto formado por el substrato
632 que lleva adheridas las partes restantes 638 de
la capa superpuesta 614 y las paftes restantes 636
de la capa metdlica 612 se separan facilmente del
soporte 616, segln ss indica en la figura 69.

El articulo resultante es el artfculo A2
de la figura 69 que consiste en el subétrato 632
provisto de un diseafio metélico formade por las par=-
tes restantes 636 de la capa metdlica 612, disponien
dose las partes restantes 638 de la capa superpues-

ta 614 entre dichas partes metdlicas 636 y el subs-
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trato 632. Dicho articulo es un articule. ytil para
algunas aplicaciones. Por ejemplo, el articulo A2
puede utilizarse como placa de huecograbado, siendo

las partes superficiales formadas por el producto

de reaccidn 630 susceptible de ser humectadas por

una tinta o med;o‘similar, mientras que la superfi-
cie de las partes metdlicas 635 son virtualmenie im
permeables a la humectacidn.

Para otras aplicaciones es preferible qui
tar el producto de reaccidén 630, efectudrduse dicha
eliminacidn por simples medios mecénicos cuwmo pucde
ser frotando o con cepillo o por medios quimicos co
mo puede ser mediante disolucidn del producto de re
accidn en una solucidn acussa de una base, por lo
que el articulo resultante serd el articulo 32 de
la figura 70 provisto de una imdgen metdlics en re-
lieve consistente en las partes restantes 636 de la

capa metédlica 612 adheridas a las partes restantes

638 de la capa superpuesta 614, formandose rebajo

640 en las partes de ambas capas que han reacciona-
do mediante la exposicidn a la radiacidn electromag
nética incidente Formadora del dibujo o disefio.
Segln un aspecto adiciocnal del presente

invento, 1a capa metdlica 612 del articulo B2 se ad
hiere a un substrato 642 que lleva sobre una cara
644 en contacto con la capa metdlica, un adhesivo
que Forma una adherencia apropiada por la superfi-
cie de la capa metdlica, segdn se ilustra en la fi-
gura 71, El1 substrato 632 previamente dispuesto so-

bre la superficie de la capa superpuesta 614 se ha-
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te en este caso de un material que sea sensiblemente
transmisor ds la radiacién electromagnética, siénda

dicho material un cristal, pldstico transparente, 6

material similar, )

El conjuntd asi formado se somete a una se
gunda exposicidn a radiacidn electromagnética inci~
dente 618, que incide sobre el lado del mismo pro-
visto de un substrato transmisor 632, segin se ilug
tra en la figura 72 con uné duracién de tiempo y una
intensidad suficiente para producir una ligera reag
cidn entre las partes restantes 638 y 636, respecti
vamente, de la capa‘superpuesta 614 y de la capa mg
tdlica 612, produciendo en la superficie de contac-
to o limites entre las mismas la formacidn de una
ligera cantidad, segin se indica en 646 en la figu~
ra 73, de producto de reaccidn que produce una sen-
sible disminucién en la fuerza de adherencia entre

las partes restantes 638 y 636 de la capa superpues

-ta 614 y capa metdlica 612. Como resultado de tal

disminucidén de fuerza de adherencia entre ambas ca-
pas, la capa superpuesta 614 puede separarse de la
capa metdlica 612, con lo que se obtiene el artfcu-
lo C2, figura 74, que comprende un dibujo o disefio
metdlico formado por las partes restantes 636 de la
capa metdlica 612 dispuestas sobreel substrato 642,
De esta forma se podrd ver que por medio
del procedimiento de las figuras 66-70, se pueden
formar articulos acabados alternativos que consis-
ten principalmente en un dibujo metdlico sobre un

substrato, con las partses restantes de la capa supﬁg
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puesta 614 dispuestas éntra el dibujo metdlico y el
substrato, mientras que por medio del método ilustra
do en las figuras 66-74, se forma un dibujo metdli-
co sobre un substrato apropiado, trasladdndoss real
5. mente dicho dibujo metédlico del elemento sensible o
la radiacidn electromagnética original a un soporte
aproapiado sobre un substrato, El elementc s:nsible
a la radiacidn 610 de la figura 65 puede considerar
se realmente como un elemento para todo usc para ob
10. tener, mediante el método de transferenciz ¢ tresla
do ilustrado en las figuras 66-74, un dibujo mctéli‘
co apropiado sobre un substrato idéneo. Para aplica
ciones especiales, bdando se conocen el’ﬁaﬁeriai y |
-otras caracteristicas del substrato sobre el gue se
15. desea la obtencidn del dibujo metdlico, el elemento
sensible a la radiacién puede hacerse de f{orme que
quede provisto durante su manufactura de un material
de substrato apropiade adherido con la capa metdli--
ca. Dicho elemento sensible a la radiacidn se ilus-
20. tra esquemdticamente en seccidn, en 611 en la figu-
ra 75, De esta forma el elemento sensible a la ra-.
diacidn 611 se compone de un substrato épropiada
642 que lleva adherida una capa metdlica 612 provis
ta a su vez de una capa superpuesta 614 de un mate-
25. rial capaz de reaccionar con el metal de la capa me
tdlica 612 cuandoc se expcne a radiacidn electromag-
‘nética. Para facilidad de manipulacidén en el cursao
de las operaciones sucesivas para la obtencidn de
un dibujo metdlico apropiado sobre el substrato 642,

30, segin se explicard mds adelante con maycr detalle,
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. el elsmanto sensible a la radiacién 611 se dota prg

Ferentemente de una capa transmisora de radiacién
632, hecha de un matarisl no reactivo como puede
ser cristal transparente, pldstico, o material simi
dar.

El elemento sensible a la radiacidn 611
se expone de un modo selectivo y a discredién a ra-
diacifén electromagnética 618 seqln se ilustra en la
figura 65, mediante exposicidn a_través Ge una mase
cara 620 § proyéctandu una_ imdgen sobre &1 elemento,
lLa axposicldn a radiacidn electromagnétice se efec-
tda durante un periocdo de tiempo y con una intensi-
dad suficiente para brovoc%n’en las 4reas irradia-
das del elemento una reaccidn entre el matai de la
capa metdlica 612 y el material de la cezpa superpues
ta 614 produciendo un ataque en profundidad del me=-
tal de la capa metdlica con la formacidn del produg
to de reaccidn 630 en dichas partes irradiadas, se-
.gln se ilustra en la figura 76, Con 2l fin de redu-
cir la fuerza ds adhérencia entre la capa metdlica
612 y la capa superpuesta 614, el elemanto sensible,
a la radiacidn 611 se axpone ulteriormente de un mo
do uniforme a radiécién incidente durante un breve
periodo de tiempo para producir la formacidn de una
capa muy fina de preducto de regccidn 646 en la su-
‘parficie de contacto o limites entre las mismas, sg
gdn se ilustra en la figura 77, de forma que la ca-
pa suparpuesta 614 pusda separarse con facilidad de
la capa metdlica 612 segln se ilustra en la figura

78, dejando sobre el substrato 642 un dibujo metdli
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co consistente en las partes restantes 636 de la ca

pa metdlica 612 y partes del producto de reaccidn

‘630 correspondientes a las dreas irradiadas de un

modo selectivo y a discrecidn, obteniéndose de este
modo el articulo acebado D2. Despuds de sliminar el
producto de reaccidn 630, el articule resultante se
rd segln se indica en E2 en la Figura 79, censisten
te an un dibujo metdlico zpropiado formaao nor las
partes restantes de la capa metdlica 612 dispuestos
sobra el substrato 642.

Con el fin de simplificar adicionalmente
el método ilustrado en las figuras 75-59, la expo-
sicidn selectiva y a discrecidn a radiacién inciden
te, ilustrada en la figura 75, pusde efectusrse a
través de una mdscara o por medio de una imagen prg
yectada sobre un elemento sensible a la sadiacidn
611 dec tal manera que se permita incidir una peque-
fia parte de radiacidn de un modo uniforme sobre el -
elemento sensible a la radiacién, irradiandose .de
un modo selectivo y a discrecién ciertas partes con
mayor intensidad de radiacidn, cuyas partes corres-
ponden a las partes transmisoras 622 de la mdscara '
620, de forma que la segundaz exposicidn ilustrada
en la fFigura 76 se efectde al mismo tiempo que la
exposicidn .selectiva y a discrecidn de la imagen de
disefio o dibujo, ilustrada en la figura 75.

De esta Formé se podrd ver que los méto-
dos del presente invento ilustrados en las figuras
66«79 proporcionan un procedimiento para hacer diby

jos o disefios metdlicos sobre un substrato apropia-



do pof medio de un elemento sensible a la radiacidn,

sin necesidad de cualguier elaboracidn quimica com-

‘plicada o delicada del elemento después de su expo-

sicién a una imédgen de radiacién apropiada del diby
5. Jjo que se desea obtener.

Un aspecto adicional del presente invento
proporciona proaedimiqntos pard hﬁcar placas lito-
gréficas de offset y similares por medio de elemen-
tos sensibles a la radiacidén que comprenden esencial

10.‘ mente una capa metélica, una segﬁnda capa,da\un,ma-
terial capsz de formar un producto de reaccion con
el metal o metales de la capa.metélica cuando se ex
pone a radiacidn eieétrumabnética y-una tarcocra ca-
pa que forma un soporte, cuyos métodes consisten en

15, exponer el slemento sensible @ la radiacidn a una

~imagen proyectada sobre el mismo-gque produzca una
radiacidn selectiva y @ discrecidn entre ol metal o
metales de la capa metdlica y el material de la sa-
.gunda capa, de forma que las partes reaccionadas tep

20, gan cualidades hidréfilas G oledfilas diferentes de
las partes sin reaccionar de los elementos.

Refiriéndonos a los dibujos, y de un modo ,
mds particular a las figuras BO-86 de los mismos,
se ilustra en una vista en seccidn esquemdtica exa-

25, gerada en la figura 80 un elemento sensible a la ra
diacidn tipico 710 comprende esencizlmente tres ca-
‘pas distintas>sensiblementb adheridas entre si, La
tercera capa, 6 capa superior de las citadas es una
capa metdlica 712 dispuesta adherida en Intimo con-

30, Qacto con una segunda capa 714 ds un material capaz



de reaccionar con sl metal-o metales de la capa me-
tdlica 712 cuando se expone a radiacidn electromag-
nética, segln se ha explicado anteriormente en deta
lle, La capa 714 se dispone a su vez adherida a un
5. soporte o tercera capa 716 ds un'materialnincapaz
de reaccionar con la segunda ‘capa 714 adn cuando se
exponga a radiacidn slectromagnética,
El soporte o tercera capa 716 nroporciona
un soporte conveniente, meiélipo, razonablemente
10, flexible, para el cenjunto de dos capas de la capa
metdlica 712 y la capa 714, de forma que las capas
712 y 714 sean sensiblemente finas, desde unas cuan
tas capas atémicas a unos cuantos angstroms, mien-
tras que el soporte o ftercera capa 716 tien= preFé—
15, rentementes un grosor de varias milésimas do mm, E£1
material del soporte o tercera capa 716 nuede estar
hecho de cualquier material conveniente, pero prefe
rentemente se tratard de un metal como puede ser por
-ejemplo aluminio o acero. Un ejemplo ﬁipico do con-
20, figuracidn para un elemento sensible a la radiacidn
710 consistiria por ejemplo en un soporte de alumi-
nio o tercera capa 716, de un grosor de varias milgé
simas de milImetro, provisto de un recubrimiento de
trisulfuro de arsdénico o pentasulfuro de arsénico
25, de un grosor de varios angstronms, formando la segun
da capa‘7l4, provista a su vez de una capa metdlica
" 712 hecha de plata o de una aleacidn de plata-cobre,
de un grosor de varias capas atdmicas o varios angg
troms, para que de este modo sea sensiblemente trans

30. misora de la radiacién electromagnética, como puede
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ser la luz intensa, haces de electrones o medios si
milares.
El elemento sensible a la radiacidn 710
se expone, de un modo seléctivo y a discrecidn, a
5. radiacidn electromagnética incidéante 718 que se ha-
‘ce incidir sobre la capa metdlica 712 a través de
una mdscara 720 provista de un dibujo o diéeﬁo apro
piado consistente en partes, segdn se ilusira en
722, que sean sensiblementé transmisoras de la ra-
1o, diacidn incidents, mientras que otras pavtes 724, prac
ticamente no son transmisoras de la radiacidn. Alter
nativamente, se puede proyectar una imédgen, mediante
cualquiera de los:dispositivos de proyaccién bien
conocidos sobre la superficie de la capa metdlica
1s, 712, para formar una imdgen apropiada o dibﬁjo scbre
la misma.
La radiacidn electromagnética que incide
de un modo selectivo.y a discrecidén sobre la supere
‘ficie de la capa metdlica 712 en las dreas ilustra-
20, das en 726, se transmiten a la superficie de contag
to entre la capa metélica-712 y la capa 714 en las
éreas selectivas correspondientes a las dreas de sy
perficie irradiadas 726, produciendo de este modo -
una reaccidn selectiva y a discrecidn entre el me-
. 25§, tal o metales de la capa metélica 712‘y el material
de la capa 714, Cbn.una exposicidn suficiente, en
duracién de tiempo e intensidad de radiacidn, se
forman dreas de superficie, reaccionadas, correspon
4dientas a dichas arsas irradiadas, que, segun se

30. ilustra en 722 en la figura Bl, estdn formadas pof
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el producto de reaccidh resultante de dicha reac-
cién selectiva y a discrecidn cntre cl metal o meta
les de la capa metdlics 712 y el material de la ca-
pa 714, Otras dreas superficiales de la capa metdli
ca 712, segln se indica en 730, permanecen sin to-
car. E1 producto de reaccidn en las dreas 728 se ha
hallado que posee cualidades generalmente oledéfilas,
mientras que las partes de superficie no rescciona-
das 730 de la capa metdlica 712 tienen virtualmente
cualidades hidrdfilas. La eleccidn de la waps meth-
lica 712 y el material de la capa 714 pueden srede-.
terminar la direccidn de humectacién., Por consiguien
te el elemento seﬁsible a la radiacidn expuesto 710,
ilustrado en la figura 81 puede ser una'placa lito-
gréfica de offset o similar sin elaboracidén comple-
mentaria, Esto se realiza del modo bidn cunocideo en
el arte de la impresién mediante la impresidn de pla
cas litogrdficas de offset uniende una placa como la
ilustrada en la figura 81 sobre un tambor de una ngd
guina impresota, humedeciends su superficie con una
pelicula de agua y dande tinta ulteriormente a la
superficie de la placa. Las partes de superficie hi
dréfila 728 de la placa absorven agua durante la o-
peracidn de humectacidn y repelen de este modo la ‘
tinta durante la operacidén de entintado, las partes
de superficie no humectables 730 de la place, en
virtud de sus cualidades oledfilas, aceptan la tin-
ta durante el entintado, y de este modo la placa 1i
togrédfica puede utilizarse para entintar de un modo

selectivo una cinta impresota o similar que a su
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vez se utiliza para imprimir directamente sobre un
material éprupiado imprimible. .

Se ha descubierto que cuando la capa meti
lica 712 es muy dslgada, de unas cuantas capas atd-
micas a unos cuantos angstroms, y se hace de un me-
tal como puede ser la plata, después de una exposi-
cién selectiva y a discracidén a radiacidn électro-
magndtica en forma de una imdgen proyectada sobre el
elemento ssnsible a la radiacidén 710, la placa lito
gréfica de offset resultante se hallard provista de
dreas selectivas de.material raaccionado. 728 que ‘
son oledfilas, mientras que las dréas no reacciona-

das 730 de la capa hétélica 712 se &ompoftan como

medio hidréfilo, La razdén de tal comportamiento pue

de ser qna'consecuencia de la delgada extzuctura de
la pelfcula y si antes de la exposicidén se limpia

la superficie y se recubre god goma arabiga se real
za la hidrofilidad de la capa metdlica 712, y se ob
tiene una placa litogrdfica de offset en la que la -
proporcidén de oleofilidéd a hidrofilidad de las d-

reas expuestas es mayor ‘de la proporcidén de oleofi-
lidad a hidrofilidad de las dreas sin exponer, mien
tras que se pueden hacer capas metdlicas méds grue-
sas 712 para obtener un resultado opuesto, sagln sa

explicd anteriormente,

EJENPLO L

Se prepard un elemento sensible a la ra-
diacidn 710 consistente en un soporte 716 hecho de
lédmina de aluminio recubierto de una capa 714, de

un grosor de unos cuantos angstroms de trisulfuro
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de arsénico a su vez con un recubrimiento que forma
ba la capa metdlica 712 hecha de plata, de.un gro-
sor de 1 a 2 angstroms. Después de exposicidn Sslec
tiva y a discrecidn a radiacidn electromagnética, la
placa litogréfica resultanta mostrd cualidades hidrd
filas con respecto al drea de superficie irradiada
y reaccionada y cualidades osldfilas respecto a las
partes de la superficie sin reaccionar,
EJEMPLY 2

Se prepard un elemento sensible o la ra-
diacién 710 consistente en un soporte de aluminio
716 recubierto con una capa 714 de pentasulfuro de
arsénico, de un grosor de unos angstroms; provista
de una capa metdlica 712 de plara de un.groser ce
varias capas atdmicas, antes de su exposicién a ra=-
diacidn electromagnética, limpiando la superficie
de plata con una solucidn suave de dcido nitrico y
recubriendo dicha suparficié con goma ardbiga., Des~-
pués de la exposicién, las partes del drea de super
ficie de la plata sin réaccionar mostraron cualida-
des hidréfilas, mientras que las partes de superfi-
ciae feaccionadas posefan cualidades oledfilas,

Se prepard un elemecnto 710 consistente en
un soporte de aluminio 716 provisto de una capa 714
de pentasulfuro de arsénico, de un grosor de varios
angstroms, a su vez provista de una capa metdlica
12, de un grosor ds unas capas atdmicas a unos angs
troms, hecha de cobre, quz después de una expesicién

selectiva y a discrecidn a radiacidn electromagnéti
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ca presantd partes reaccionadas qua tenian cualida-
des hidrdfilas, mientras qus las partes metdlicas de
cobre sin-reaccionar posefan cualidades oeldfilas.
La figura 82 representa esquemdticamente
y en seccidn un elemento sensiblé a la radiacidn ma
dificado 710f provisto de 'un ‘soparte transmisor de
la radiacidn o tercera capa 716, que puede ser una
delgada capa transparente de material plédstico. Con
tal disposicidn de elementbs, se puede expener un mo
do selectivo y a discrecidn el alementd sensible. a
la radiacidén 710° a radiacidn electromagnética que
incide sobre la superficie del soporte transmiser &
tercera cepa 716, seqin se ilustra en la Figura 82,
E)l articulo resultante ‘es una placa litogrédfica de
offset, segin se ilustra en la figura 83, qua en to
dos los demds aspectos es sensiblemente igual a la
placa litogrédfica de offset de la figura 61,

Refiriéndonos ahora a la figura 84, se i-

lustra esquemdticamente en seccidn un elemento sen-

sible a la radiacién 710" que comprende una primera
capa 714, del mismo material que la capa 714 del elg
mento de la figura 80 o figura 82, disponiéndose di
cha primera capa 714 adherida sobre una capa matdli
ca 712 gque a su vez se adhiere sobre un soporte &
tercera capa 716, )

Como ejemplo tipipo de estructura, la pri
mera capa 714 se hace de cualquiera de los materia-
les relacionados anteriormente respecto a la modalji
dad de la figura 80, como puede ser como ejemplo tri

sulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsénico, la
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capa metdlica 712 puede ser de cuslquiera de los me
tales o mezclas de los metales indicados anteriormen
te tal como plata o aleacidn de plata-cobre, y ia
tercera capa o soporte 716 puede estar hecha de cual
quier material idéneo, preferentemente aluminio,
Después da una exposicidn selectiva y a
discrecidn a radiacidn electrcmagnética 713 a tra-
vés de una mdscara 720, seglin se indica en la Figu-
ra B4, ¢ alternativamente por medio de ura imfgen de
radiacidn electromagnética proycctada scbre la su-
perficie exterior de la primera capa, 714, 21 ele-
mento sensible a la radiacidn electromagnética ex-
puesto 710° se hallard provisto, segin se ilustra
esquemdticamente en seccidn en la figuré 88, de 8-
reas de superficie selectiva 728 formadas por el
producto de reaccidn resultantes por la reeccidn pra
vocada por la radiacidn entre el metal o metales de
la capa metdlica 712 y el material de la capa 714,
permaneciendo las dreas de supsrficie 732 de la ca-
pa 714 sin tocar., En virtud a que la relacidn de hi
drofilidad a oleofilidad de las dreas reaccionadas
728 es diferents a la relacidn de hidrofilided a
oleofilidad de las dreas sin reaccionar 732, el elg
mento de la figura 85 es Util como placa litogréfi-
ca de offset, o similar, pero preferentemente, segln
se ha averiguado por experimentacidn, para la mayo-
ria de las aplicaciones es mejor eliminar las par-
tes reaccionadas 728 y las partes restantes de la
primera capa 714, Esto se consigue mediante separa-

cidn mecanica sequn se explicdéd en detalle en la ci-
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. tada solicitud pendiente, o alternativamente, lavan

do el elemento expuesto de la figura B5 en una soly
cién suave de hidrdxido de scdio que disuelve las

partes restantes sin reaccionar de la primera capa

714 y las partes reaccionadas 728, proporcionando

de este modo 1a’piaca litogréfiéa de offset de la
figura 86 que dispone solamenté del soporte 716 y
las partes restantes sin reaccionar 734 de la capa
metdlica 712, La eliminacién de las partes rezaccio-
nadas 728 y de las partes restantes de la'primera
capa 714 se facilita frotando con cepillo la super-
ficie de la placa o mediante un chorro o pulverizae
cidn de agua, I S
La placa litogréfica de offset rzsultante
de la figura 86 es por consiguiente una plara bime-
tdlica que comprende un soporte metdlico-71t, por e
Jemplo de aluminio, que tiene partes de su superfi-
cie. cubiertas por un metal diferente gque puede ser
plata, definidas por las partes restantes 734 de la
capa metdlica 712, Aungue la representacidn exagera
da de la figura B6 ilustra las 4reas fisicamente ex
puestas 736 del soporte metdlico 716 rebajadas res-
pecto a la superficie de las édreas 734 de la capa
metdlica 712, se podrd ver que tal difsrencia de ni
veles llega a ser en realidad de tan solo unas cuan
tas capas atdmicas o angstroms.‘Las dreas sxpuestas
736 del soporfe metdlico 716 son generalmente hidrd
filas, mientras que las superficies de las partes
restantes 734 de la capa metdlica 712 son general-

mente oleffilas. La cualidad oledfila.de las dreas
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de superficie expuestas 736 del soporte 716 puede
aumentar sustancialmente granulando previamente }a
superficie del soporte metdliceo 716 anéas de apli-
car sobre el mismo el recubrimiento metdlico o capa
5. 712 durante la manufactura de la placa sensible a la
radiacidén, Dicho granulado previo de la superficie
del soporte metdlico 716 puede efectuarse cepillan-
do, anodizando, o granulando con belas, con lo que
se realza adicionalmente la adherencia en la adhe-
10. rencia en la superficie de centacto enpre ¢l sopor-
te 716 y la capa métélicg 712. .
EJEmPLG 4 : .
Se preparé un elemento sensible a la ra-
diacién 710° que tenia un soporte de aluminio grany
15, lado 716 provisto de una capa metdlica de plata 712,
~de Uﬂ"ngsbr'de~uncs angstroms, "provista a2 su vez
de una capa de superficie 714 de trisulfuto de arsé
nico, también de un grosor'ﬁe unos angstroms, el
cual después da una exposicidn selectiva y a discre
20. cidn a radiacidn alectrbmagnética y despuds de lavar
se en una solucidn suave de hidrdxido de sodio, pre
sentaba partes de plata sin reaccionar que tenian
cualidades vledfilas y partes de aluminio granula-
das, correspondientes a las dreas reaccionadas irra
25, diadas que poseian cualidades hidréfilas.
E3LNPLD 5
Un elemento sensible a la radiacidn 710’
consistente en un soporte de aluminio granulado 716
provisto de una capa metdlica de plata 712, de un

30. grosor de varios angstroms, cubierta a su vez con
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una capa 714 de cloruro-de cobre, tambidn de un grg
sor de unos angstroms, se expuso selectivamente y a
discrecidn a radiacidn electromagnética. El elemen-
to expuesto se utiliza como placa litogréfica colo-
‘cdndolo en una prensa de imprimir, y el lavado con
agua antes del entintado de la placa es suficiente
para lavar el cloruro de cobre sin reaccionar y el
producto resultante de la reaccién entre sl cloruro
de cobre y la plata, Las drees de piata rectantes
son oledfilas, mientras que las dreas de aluwrinio
granuladas correspondientes_a las 4reas reacciona-
das irradiadas son hidréfilas.
Es evidente que las placaé litograricas

de offset que tienen la configuracién de la figura
B6 pueden almacenarsz, despuéds de su uso, durante un
largo periodo de tiempd sin deterioro de las mismas,
puesto gue consisten exclusivamente en dos capas me

tdlicas superpuestas que no pueden reaccionar entre

"si{, Aunque las placas litogréficas, segdn se ilustra

r'd

en Bl, figura 83 § figura B85, comprenden todavia el
par reactivo en potencia de la capa metdlica 712 vy
de la capa 714, el entintado de la superficie de la
capa metdlica 712 de la figura 81 y de la superfi-
cie de la capa 714, figura 8%, proporeiona un recu-
brimiento opaco a la radiacidn que permité el alma-
cenaniento de las placas seglin el procedimiento usu
al, coﬁo eé el colocar cada placa en un sobre en un
cajén, con lo que se‘cdnsigue una duracidn de alma-
cenamiento indefinida. Para todo fin praictico, el

mismo procedimiento de almacenar § guardar la placa
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enrun sobre en un cajon es adecuado para las placas
segin la figura 83, aunque también se puede recu-
‘brir la superficias del soports trensmisor 716 para
hacer que no sea transmisor, si asi se desea,

5. De esta forma se podrd ver que los méto-
dos del presente invento proporcionan medios para
hacer placas litogréficas de offset y similares por
medio de elemsntos sensibles a la radiacién, sin ng
cesidad de ningdn procesc guimico complicade o deli

.

10, cado de los elementos después de exposicidn a imdge

—

nes de radiacidn apropiadas.

Se ha descubierto ademfs que algunos de
los materiales descritos en la citada solicitud pen
diente y anteriormente 8n presente memoriz, capéces

15, de reaccionar con una capa metdlica bajo la influen

-...cla de radiacidn slectromagnética se halla de por

s{ dotados de la capacidad, cuandoc se axporen a ra-
diacidn electrumagnética; de mostrar caracteristicas
fisicas y quimicas diferentes de las del misno mate

2d. rial no sometido a exposicidn a radiacidn electromag
nética. Tales cambios en cualidades Fisicas y quimi
cas dan por resultados, por ejemplo, una relacidn
de hidrofilidad a oleofilidad de las éreas expues-
tas diferentes a la relacidn o proporcidén de hidro-

25, filidad a oelofilidad de las dreas sin exponer. Adg
mds las dreas expuestas o sin exponer exhiben dife-
rencias de solubilidad en disolventes particulares
que permiten obtener un substancial aumenﬁo en las
diferencias entre las relaciones o proporciones de

30. hidrofilidad a oleofilidad y en las proporcioness o
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relaciones de oleofilidad a hidrafilidad de las mis
mas,

Refiriéndonos ahora de un modo general.a
las figuras B87-89 de los dibujos, y de una forma
més particular a la figura 87 de los mismos, se ilug
tra esquemdticamente, parcialmente en vista en pers
pectiva y parcialﬁante en seccidn, un elerento sen~
sible a la radiacidén tfpico B10 que compraznde unaz ca
pa sensible a la radiacidén 812 adherida sobrz un
substrato & soporte 814. El soporte o subetrato Bl4
puede estar hecho de cualquier msterial conveniente
que forme una capa, por'éjemplo de-unas cuentas mi-
lésimas de grosor, a’'la que se ha dado cuzlquier for
ma conveniente gue puede ser planar o curvada, £1
material del soporte o substrato 8l4 puede ser una
ldmina de pldstico, una lémina metdlica hecha de un
metal como puede ser el cinc, aluminio, o un mate-
rial similar que exhiba una baja reactividad con el.
material de la capa 812, La capa sensible a la ra-
diacidn 812 consiste preferentemente en una mezcla
de arsénico y azufre, o .un compuesto de arsénico y
azufre como es el trisulfuro de arsénico o pentasul
furo de arsénico, y forma una capa adherente de unas
cuantas capas atdmicas de grosor a2 unos cuantos angg
troms & mi}ésimas. La capa sensible a la radiacidn
o recubrimiento 812 se aplica sobre el substrato o
soporte 814 preferentemente mediante vaporizacidn 4
condensacidn sobre el substrato o soporte B8l4 a at-

mdsfera reducida, o preparando una solucidn de la

~mezcla arsénico-azufre o compuesto en un disclvente
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apropiado como puede ser una solucidn acuosa de cap
benato potdsico o hidrdxido de amonio y pintando o
rociando una superficie del soporte o éubstrato con
la solucidn, sequido de la evaporacidn del disolven
te dejando asi sobre la superficie del soporte o
substrato una delgada capa del material sensibles a
la radiacidn electromagndtica.

Para algunas aplicaciones bueda encontrar
se conveniente disponer uné capa intermedia, no re-
presentada, entre la capa 12 y el substrato 14, he-
cha por ejemplo de resina, laca, plédstico, oro, cris
tal de silicio y similares para evitar la interreag
cidn esponténea o inducida por radiacidn entre los
materjales de la capa 12 y del substrato 14 cuando
estos materiales pudieran reaccionar entre si, Se
ha descubierto que, ademds del trisulfuro da arséni
co y pentasulfuro de arsénico, el material de la ca

pa sensible a la radiacidn 12 puede estar hecho de

-cualquiera dentro de una pluralidad de compuestos &

mezclas inorgédnicos, citdndose como e jemplos de los
mismos: sulfuros metdlicos, como tales, ademds de
los sulfuros de arsénico, sulfuros ds antimonio,
sulfuros de cadmio, sulfuros de plata, sulfuros de
bismuto, sulfuros de cromo o haluros metdlicos como
el ioduro de plomo, cloruro de cobre, cloruro de
mercurio o selenuros metdlicos como es el selenuro
de arsénico, compuestos de arsénico-azufre y sele=-
nio-azufre y sus mezclas en general, compuestos de
arsénico-azufre-halégeno y sus mezclas, siendo di-

cho haldgeno preferiblzmente iodo, cloro o bromo, y
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mezclas de arsénico-azufre~dxido de antimonio. Se

verd que se ha descubierto que no es necesario pre-

‘parar los compuestos en proporciones estequiométri-

cas precisas y que muchos de los compuestos o0 mez-
clas se preparan en forma cristalina, Se verd tam-
bién que se pueden introducir elementos adicionales
en las mezclas y compuestos descritos con sl fin de
modificar determinadas caracteristicas, siendo por
s jemplo dichos elementos adicionales: iodo, bromo y
plata, . '
El material sensible a la radiacidn que
forma la capa 12 se aplica preferentemente scbrs el
spbstratn 14 por vaporizacidn y condensacidn sobre
el substrato 14 preferiblemente bajo atmésfera redu
cida y enfriando rdpidamente los vapores zn condi-
ciones no oxidantes., Tambidn se pueden emplear su-

¢ T

blimacidn catddica, deposicidn idnica y técnicas si

.milares. Otro método que se puede seguir para apli-

.car la capa sensible a la radiacidn 12 sobre el subg

trato 14 es preparando una solucidn de la mezcla

sensible a la radiacidn o compuesto en un disolven-
te apropiado o en un vehiculo apropiado de suspen-
sién liquida como puade ser una solucidn acuosa de
carbonato de potasio, hidrédxido de amonio, gliceri-
na o agua y pintando o cubriendo por pulverizacidn

una superficie del soporte o substrato con la solu-

'cién o vehiculo liquido, seguido, si asi se desea,

por la evaporacidn del disolvente o vehiculo liqui-
do, dejando asi{ sobre la superficie del soporte o

substrato un recubrimiento del material sensible &



la radiacidn elecltromagnética,

Alternativamente, el material sensible a
la radiacidn puede estar en forma de polvo Fino que
se aplica a la superficie del substrato simplemente

5. frotando, por ejemplo, la superficie con dicho pol-

| vo, Parece ser que la sensibilidad a la radiacién
del material sensible a la radiacién se realza gran
demente mediante el tratamiento térmico del material,
consistente por cjemplo en calentar el elemcnto sen

10. sible a la radiscidn preparado éeguido de enfria-
miento rdpido consistente en enfriar rédpidancnte el
elemento caliente,

Cuando se obtiene por deposicidn de vapor,
la capa 12 de material sensible a la radiacidn es

15.  "monolitica", o sea en forma de un compuesto masivo,
no particulado, homogéneo, o muzcla de corposicidn
o estructura constantes por toda la masa del mate-
rial, y el material carece de "grano" al contrario
'due sucede con losrhateriales normales fotosensibles.

20, Cuando el recubrimiento del substrato se efectds
por aplicacidn con pincel o pulverizacidn de una sg
lucidén o vehiculo liquido que contengan el material
fotosensible o aplicando en la superficie del subs-
trato un polvo fino del material, la capa sensible

25. a la radiacidn resultante se compone, como es ldgi-
co, de una multitud de granos yustapuestos muy fi-
nos, que se ha averiguado ticnen un tamafio inferior
a una micra en general. No obstante, se observaréd
que al contrario que las emulsiones fotogrdficas cg

30. rrientes, el grano no es funcional en términos de
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velocidad fotogrdafica, Los materiales sensibles a

la radiacidén del presente inventoc no dependen de la
existencia de tales granos sepafados de material sen
sible para conseguir la finalidad de mostirar cam-
bios en las caracteristicas Fisicas y quimicas como
resultado de su exposicién a radiacién electromagnd
tica, :

El slemento sensible a lz radiacidn elec-
tromagnética 810 se expone de un modo seleziivo y a
discrecidn a radiacidn electromagnética Bid, como
puede ser radiacidn luminosa o haz de eleétrones,
que incidan snbre'lé superficie de la capa reactiva

a la radiacidn electromagnética 814 a través de una

‘méscara apropiada, segdn se "indica en 818, & alter-

nativamente, proysctandc una imdgen de radiacidn e
lectromagnética apropiada sobre la superficie del g
lemento sensible a la radiacidn 812, empleando cual

quier dispositivo de proyeecidn de imdgen corriente,

‘En el e jemplo ilustrado, la méscara 818 tiene par-

tes, segln se indica en 820, que practicamente no
son transmisoras de la radiacidn electromagnética
816, mientras que otras partes, segin se indica en
822, son sensiblemente transmisoras de dicha radia-
cidn. Por consiguiente, las dreas elegidas, segdn

se indica en 822, de la capa sensible a la radiacién
electromagnética 812 se irradian por medio de la ra
diacién slectromagnética, mientras que otras é4reas,
segln se indica en 826, quedan virtualmente protegi
das de la accidn de la radiacién electromagnética.

Como resultado de tal irradiacidn selecti
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va y a discrecidn del elemento sensible 2 ia radia-
cién electromagnética 810 se produce la formacidn
de una imdgen latente representada por las dreas de
superficie 824 en las figuras B7 y 80 con caracte-
risticas quimicas y fisicas difercntes de las dreas
de superficie sin exponer 826 de la capa sensible
812. Se ha descubierto que con una fina caps 812 de
trisulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsénico
dispuestas sobre un substrato o soporte 814, después
de una exposicidn selectiva y a discrecidn a radia-
cién electromagnética como puede ser una intensa
luz blanca o similar, ha disminuido la rélacidn o
propercién de hidrofilidad é oleofilidad d2 las é-
reas expuestas 824 de la capa sensible B12 con réLg
cidn a las partes sin exponer 826 en un grado consi
derable permitiendo que el elemento sensibls a la
radiacién expuesto se pueda utilizar eficazmente co
mo placa litogréfica o cilindru, o similar, para im
prasién offset. Con la capa 812 hecha de trisulfuro
ds arsénico, las partes sin exponer 826 de la supez
ficie de la capa sensible 812 son oleofilidas hasta
el punto de que durante el entintado de la placa o
cilindro, subsiguientz a la humectacidn de toda la
superficie de la placa o cilindro, dichas dreas de
superficie sin exponer aceptan la tinta, mientras
que las 4rcas expuestas 824, que son sensiblemante
hidréfilas, una vez humedecidas por agua, rechazan
la tinta. Las partes de &reca expuestas 824 del ele-
mento sensible a la radiacidn 810 exhiben también una

diferencia en solubilidad en disolventes predetermi
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nados si se compara coh la solubiiidad en el mismo
disolvente de las partes de.drea sin exponer 826.
Por ejemplo, los elementos sensibles a la radiacién
que tienen una capa 812 de trisulfurc de arsénico o
pentasulfuro de arsénice exhiben un aumento pronun-
ciado de solubilidad en sclucidn acuosa suave de hi
dréxido de amonio de las partes de 4rea de superfi-
cie expuestas B24 comparado con las partes de 4rea
de superficie sin expaner 826, de forma qué~baja la
accidn de dicha solucidn suave de hidrdéxido de amo-
nio sobre el clemento expuesto 810 de,ia_Figura 88,
se obtenga una placa o eiemento segdn se ihdica en
Bll en la figura 89 gue presenta partes discontinuas
dé la capa 812, segdn se indica en 828,'que:cn§raspog

den a las 4reas de superficie de la capa 812 previa

- ~-mente expuestas a radiacidn electromagnéticua y que

fisicamente dejan al descubierto dreas de cupsrfi.
cie correspondientes 830 del substrato o soporte El4.
Qtros disolventes que se han _hallado aprppiados com
prenden sulfuro de sodio, hidréxido de amonio, car-
bonato potédsico y detergentes comerciales, Es eviden
te que si la superficie del substrato o soporte Bl4
consiste en un matérial hidréfilo, la proporcidn o
relacidn de olecofilidad a hidrofilidad de las 4reas
sin exponer 826 de la capa sensible comparado con
las édreas expuestas, ahora eliminadas de la superfi
cie del substrato o soporte, se verd sustancialmen-
te realzada como consecuencia ldégica, £s también e«
videnta que si el material del substrato o soporte

814 puede disolverse en un disoivente apropiado en
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el que las partes restantes 826 correspondientes al
drea sin exponer de la capa sensible 812 son vir-
tualmente insolubles, las partes restantes 826 de la
capa 812 actdan como capa protectora a la accibn de
tal disolvente de forma que se obtiene un artfculo
segin se indica en la Figdrajgb dotado de 4reas rc-
bajadas correspondientes a las dreas origiwaimente
expuegstas a radiacidn eladtromagnética. Dichas dreas
reba jadas pueden hacerse que se extiendan en profupn
didad a través del grosor total del soporie o subs-
trate 814 para formar aberﬁura formada segln se in-
dica en B32 en la figura 4,. '

De esta forma se podré ver gue el presen-
te invento proporciona.la obtencidn de placas lito-

gréficas mediante medios simples y conveniantazs, y

también proporciona un material protector cara la ma

nufactura de una variedad de articulos por métodos
comparables a los métodos tradicionales de "foto re

sistencia" perc muy superiores a los mismos respec-

to a calidad, costo y simplicidad de manufactura.

El presente invento comprende ademds la
manufactura de diversos artfculos exponiendo adecua
damente el elemento sensible a la radiacién hechos
de acusrdo con la solicitud pendiente citada y la.
solicitud presente a una imdgen de radiacidén clec-
tromagnética resultantes de proyectar de un modo se
lectiva y a discrecién sobre la superficie de un e-
lemento sensible a la radiacidn una luz ordinaria,
luz monocromatica, luz coherente, como la suminis~

trada por un laser 6 dispositivo similar, haces de
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particulas como puede ser un haz de iones o electrg
nes, o por medio de exposicidn a radiacidn infrarrg
ja o ultravioleta, 6 cualquier otra radiacidn elec-

tromagnética apropiada tal como rayos X, rayos gamma

y otros.

Como peéultado de tal exposicidn-selecti-
va y a discrecién a radiacidén electromagnética, se
hace que las dos capas del elemento éensiblu ala
radiacidn electromagnétiéa reaccionen en las 4reas
irradiadas, dando por resultado la formacidn en di-
chas 4reas irradiadas de un producto de re&écién
con caracteristicas quimicas y fisicas difmrentes de
las caracteristicas ﬁuimiéas'y fisicas del aaterial
d8 las dos capas én su forma no réaccionada.

Segln se explicd en detalle en la citada
solicitud pendiente y anteriormente en la presente
memoria, los clementos sensibles a radiacidn electrg

magndtica, ilustrados de un-modo general ea G610 en

‘las figura 91-100 de los dibujos, comprenden essn-

cialmente dos capas distintas sensiblemente adheri-
das entre si. Una ae las capas, por ejemplo la capa
912, figura 91 es tina capa metdlica que lleva adhe-
rida 9 en Intimo contacto con la misma una segunda
capa 914 de un matgrial capaz de reaccionar con el
metal o metales de -la capa metdlica 912 cuando sé
expone a radiacidn electromagnética, Para algunas
aplicaciones, s conveniente disponer un substrato
o soporte adecuado para el elemento sensible a la
radiacidn electromagnética 910, consistiendo dicho

soporte en un material rigido o flexible como pucde
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ser una chapa 6 ldmina metdlica, un pldstico, 6 lé-
mina de papel o carbdn, etc. segln sc cxplicd en la
citada solicitud pendiente y anteriormente en esta
memoria, '

5. . Seglin se indicd anteriormente, la capa mg
tdlica 912 del clemento sensible a la radiacién 91C
comprende un metal, bién solo o alecado con otro me-
tal o con otros metales o combinados o mezclado con
otro elemente § otros elementos, La capa metdlica

10. 912 comprende aéi cualquiera dentro de uns piurali-
dad de metales comines como son la plata, cobre,
zinc, columbio, plomo, hierro, alumipio, cromo, ni-
quel y otros, La segdnda cépa 914 comprendz cual-
quiera de los materiales descritos en la citada so-

15, licitud pendiente y anteriormente en esta memoria,
Tales materiales comprenden materialcs terrcrios que
contienaen arsénico, azufre y iodo, o arsénico, azu-
fre y bismuto, por ejemplo;»El material que rCorma
la segunda capa 914 pueds también ser cualquizra den

20, tro de un grupo de materiales binarios como ‘son un
haluro metdlico, sulfura, ioduro, seleniuro, teliu=
ruro, mono~, di-, tri-, y pentasulfuros de arséni-
cos y mezcla deo azufre-selenio, Alternativamente,
el material de la capa 914 puede consistir en cual-

25. quiera dentro de una pluralidad de elementos simples |
como son un halégeno, arsénico, azufre, iodo, scle-
nio, télurio, talio y otros. Ambas capas 912 y 914
son sensiblemente delgadas, del érden de unas pocas
capas atdmicas en grosor a unos cuantos angstroms &

30, milésimas,
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Segln se indica en la Figura 91, el slemep
to sensible a la radiacién electromagnética 510 pug
de exponerse a la accidn de radiacidn elsctromagnéti

ca incidente 916 a través de una mascara apropiada

918 provista de partes, como se indice en 920, que

son sensiblemenye'transmisoras de la radiacidn eleg
tromagnética incidente y ot;as'partes, segln se inw
dica en 922, que practicamente no son transmisoras

de dicha transmisidn electromagnética. Por consiguien
te, la suparficie del elemznto sensible = la radia-
cién electromagnética 910 se somete a exposicidn sg
lectiva y a discrecidn a radiacidn electronagnética
incidente 916, de Fofma-qde algunas dreas .de la mis
ma, segun se indica en 924 son irradiadas, mientras
qus otras dreas, segdn se indica en 326 correspon-

dientes-a la parte-922 de la mascara no ir2nzmisora
de la radiacidn electromagnética, quedan virtualmep

te protegidas de dicha radiacidn, La cara del ele-

-mento sensible a la radiacidn electromagnética 210

sometida a la accidn de la radiacidn electromagnéti
ca 916 puede ser la cara formada por la segunda cae-
pa 914 que puede hallarse en cualquier forma fisica,
bien sélida, liquida J gaseosa, 6 alternativaments,
la cgpa metdlica 912 pusde someterse a la accidn de
radiacidén electromagnética incidente, de un modo'sg
lectivo y a discrecidn con la condicidn de que di-

cha capa metdlica 912 sea sensiblemente.transmisora
de la radiacidn electromagnética utilizada, de modo
que en la superficie de contacto entre las dos capas

se pueda producir una reaccidn selectiva y a dis-
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crecidn entre los materiales de dichas dos capas en
las dreas irradiadas. La radiacidn electromagnética
incidente puede hallarse en el espectro de luz invi

sible 6 visible, hien sea luz coherente 4 incoheren

.te, luz monocromatica, 4 de otro tipo. La fuente de

radiacidn electpohagnética incidente, no jilustrada,
puede ser por consigulente una lémpara incandescen-
te, un arco electrico, un laser, etc. También nuede
ser una fuente de rayos X, & un isGtépo radiactiva
que proporcione'rayos gamma & similares.
Alternativamente, se puede proyuctsr una
imdgen sobre el elemento sensible a la radiacidn
electromagnética 910, segdn'se ilustra en la figura
92, por cualquier 'medio conveniente como puccee ser
un proyector 928 que tenga una fuente cenvaniente
de iluminacidn, no ilustrada, disefiado para proyec-
tar una imagen por medio de un sistema de lentes
930, Dicho dispositivo puéde consistir en un proyec
tor 928 de forma conocida como es un.proyeccor ds
diapositivas, un proysctor de filmipas, una zmplia-
dora, un proyector opaco & dispositivo similar,
Refiriendonos ahora a la figura 93, se

»

ilustra en forma esquématica un dispositivo epropia
do para exposicidn de un elemento sensible a redia-
cién electromagnética 910 a un haz de energia como

puede ser un haz de idnes & electrones. Tal disposi
tivo consiste, por ejemplo, en una jarra acampanada
u otro recipicnte 932 provisto de una base desmonta
ble que se pueds cerrar hermeticamente 934, Una fuep

te de vacio 936 se conecta al interior 938 de la ja
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rra acampanada 6 recipiente 932 con el fin de mantg
ner en la misma una atmdsféra apropiada de baja prg

sidn, del drden del 10"2 a lD'B

milimetros de mer-.
curio, por ejemplo. Alternativamente, para algunas
aplicaciones, el interior 938 de la jarra acampana—A
da ¢ recipiente 932 puede .llgnarse de un gas inerta.

La jarra acampanada 4 redipiente 832 se
halla provista, en el interior de la'misma, de una
fuente de iones 6 electrones 940 que comprende un
haz que forma un elemento de control conectado a un
medio de regularizacién del haz 942. Tal dicoositi-
vo es normal y bien conocido en el arte de la cons-
truccién de tubos de rayos catddicos y en el arte
de los microscopios electronicos. .

Por medio del dispositivo de la figura 93,
el elemento sensible a la radiecidn electromagnética,
dispuesto sobre la bass 934 en el interior 9238 de la

jarra acampanada & recipiente 932 se adapta a ser

.sometido a bombardeo de iones § electronss por el

haz de electrones 6 iocnas que se origipan de la fuepn
te de iones & electrones 940 bajo el control de re-
gulador de haz 942,

El elemento sensible a la radiacidn elec-
tromagnétics 910 puede someterse a dicho bombardso
de haz de iones & electrones a través de una masca-
ra, no ilustrada, para proporcionar una irradiacidn
selectiva 'y a discrecidn de éreas apropiadas del
elemento, § preferentemente, al elemento sensible a
la radiacidn electromagnética 910 pusde somztersz a

un bombardeoc de haz de iones & electrones de un mo-
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do selective y a discrecidn mediante exploracidn de
control aprogiada de la superficio de la misma por
‘“medio de un fino ‘haz deo iones & electrones modulado
en intensidad y apropiadamentc desviado bajo el con
trol del regulador de haz 942, segin el sistema tra
dicional disponible en el CRT y en el arte de regis
tro de informacidn., Segdn se indica en la figura 96,
la exploracidn de la superficie del elemento sensi-
ble a la radiacidn electromagnética 910 puede efec-
tuarse por medio de un estrecho haz 944 de icnes 6
electrones, desviandose adecuademente dicho haz ha=~
ciendose que explore "lineas", repressntadas de un
modo arbitrario en 946, a lo large de una superfi-
cie del elemento, modulandose ulteriormenis =l haz

-de una forma regulada para interrumpir de ur moda

4

--—ppgulado el flujo de iones & electrones y svitar su

incidencia sobre la superficie del elemento scnsi-
ble a la radiacidén en las dreas que No se Cesea £X-
.poner, mientras que se deja que incidan lecs iones 6
lectrones sobre la superficie del elementc &n las
dreas que se desean exponer. El sistema de regula-
cidn de haz y desviacidn proporciona una vuelta del
punto adecuada del haz con el fin de que explore to
das las lineas sucesivas 946.

La figura 94 representa asqueméticamenﬁe
un dispositivo sensiblemente igual al dispositivo
de la figura 93 eﬁ.el que, no obstante, el elemento
sensible a la radiacidn electromagnética 910 se disg
pone en el exterior de un recipiente 932 qua tiene

una cara 948 transmisora del haz, Dicho dispositivo
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puede consistir en lo que se conoce como tubo tipo

Leonard, que es virtualmente similar al tubeo tradi-
cional CRT, pero gue se halla dotado de una cara
948 lo suficientemente delgada y hecha de un mate-
rial apropiada como es el titanioc, que permite la
transmisidn de electrones y todavia mantiene el va-
cio necesarioc dentro del tubo,

La figura 95 representa, esquemdticamente,
un dispositivo sensiblemente al dispositivo de la
figura 94, con la excepcidn de que el elenronio sen-
sible a la radiacidn electromagndtica 910 é;una la
forma de un elemento'ala;gadp Plexible, como el gue
se ha descrito ante}inrmente can detalle en relacidn
a las figuras 1-B, Dicho elemento sensible a la ra-
diacidn clectromagnética flex;ble y alargado 910
pusde consistir en uﬁ soporte de papel pravisto de
un fino recubrimiento de un material comeo puede ser
trisulfuro de arsénico & pentasulfuro de arsénico,
capaz de reaccionar con. el métal cuando se expdne a
radiacidn electromagnética. Por medio del dispositi
vo de la figura 95, el elemento sensible a la radia
cibén electromagnética 910 se disefia de modo que se
alimente desde un carrete normal de éuministro, 58~
glin se ilustra en 950, a otro carrete normal 952 .
por medio de un mecanismo de alimentacidn, no iluse
trado, y la informacidn puede registrarse sobre la’
superficie del elemento sensible a la radiacién.de
un modo continuo 6 intermitentemente, segln es bien
conacido en el arte de }egistrowde la informacidn,

La figura 97 ilustra de un modo esqueméti



- 111 ~

co una vista en seccién a través de un elemznto san
sible a la radiacidn electromagndética 910 segln el
presente invento, despuds de una exposicién selecti
va y a discrecidn a radiacién electromagnética,. Las
5. édreas no sometidas a irradiacidn segn se indica en
~854, permanccen sin tocar, mientras que en cl 4rea
sometida a la radiacidn, segdn se indica en 956, se
produce una reaccidn entre el metal § metales de la
capa metalica 912 y el material de la capa 914 de
10. forma que el producto resultante de reaccidn 958
tiene caracteristicés quimicas y fisicas. ticne ca-
racteristicas diferentes de las de las partes sin
afectar de la capa metdlica pl2 y la capa 314. En
la fiqura 97, el elemento sansible a 1a’r3diacién
15, glectromagnética sxpuesto 910 se ilustra después de
la exposicidn a radiacién clectromagnética, que prg
duce una reaccidn completa de las dreas irradiadas
956, entre los diversos cohponentes de las des ca-
pas, mientras que en la figura 98, se ilustra esque
20. mdticamente, los resultados conseguidos por la expg
sicidn del elemento sensible a la radiacidn electro
magnética 810 a radiacidén electromagnética de inten
sidad variada, o alternativamente, de duracidn varia
da. Las dreas como la indicada en 260 han sidao ex-
25, pusstas duprante un tiempo y una intensidad suficiep
te para producir la reaccidrpfcompleta o irreversible
entre los componentes de las dos capas, mientras
.que en las dreas 962 y 964 se ilustran diversos gra
dos de irradiacién en intensidad y duracién insufi-

30. cientes para producir una reaccidén completa. Por
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-censiguiente, en la figura 98, las caracteristicas

quimicas y fisicas de las dreas 960, 962 y 264 'no
son solamente diferentes de las caracteristicas qui
micas y fisicas de las 4reas sin afectar $54, sino
gue también mucstran diferencias entre si.

Dichas diferencias en caracteristicas qui
micas y fisicas dan por resultado diferenciss en
reactividad quimica a disolventes apropiados, por
e jemplo, de forma que las éreas irradiadas pueden
disolverse de un modo selectivo, dejando sin tocar
las éreas sin irradiar, o bién las dreas- irradiadas
y no irradiadas elegidas de una de las capas pueden
disolverse a voluntad. ' ' |

Los cambios en caracteristicas ffSicas
pusden ser cambios cléctricos o térmicos, cambios
dpticos, o cambios en humectabilidad. Los dltimos
cambios particularmente descritos anteriormente pep
miten la obtencidn, por medio del elementc sensible
a la radiacién electromagnética del invente y por
los métodos del invento, de placas litogrdiicas y
similares con &reas provistas de caracteristicas di
versas oledfilas e hidrdéfilas, Los cambios en las
caracteristicas eléctricas dan por rosultado, entre
otros, cambios de la resistividad especifica de los
materiales de las 4dreas expuestas del elemento sen-
sible a ls radiacidn como resultadeo de la exposicidn
selectiva y a discrecidn a radiacidn electromagrieti
ca. Tales cambios en resistividad permiten la obten
cidn, por medio del presente invento, y segln se ha

explicado anteriormente en detalle, circuitos impre
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presos eléctricos con elementos eléctricos enteri-
zos como pueden serresistencias o resistores y capa
citores de valores predeterminados apropiados. lLos
cambios en resistividad especifica permicten también
utilizar el invento en los sitemas de aslmacenamicnto
de informacidn en los que la informacidn se registra
en sl slemento de un modo apropiado y se ve por di-
ferenciacidn entre la resistividad de las diversas
fireas, virtualmente al igual que se hace con los
sistemas de almécenamiento.o acumulacidn de datos
que utilizan cinta magnética o cinta perfcrada.
Otros cambios fisicos experimentados por
los elementos sensibles .a la radiacidn electromagng
tica segln el prescnte invento como resultado de su
exposicidn a dicha radiacidén pueden ser de naturale
za 6ptica. For ejemplo, un elemento sensible a la
radiacién electromagndtica, segdn se ilustra en la
figura 99, consistente en una capa metdlica 912, hg
.cha por ejemplo de cualquiera de los_metqlss enume-
rados anteriormente, como ws la plata, provisto da
una capa 914 hecha de un matsrial tal como, por ejem
plo, trisulfuro de arsénico o pentasulfuro de arsd-
nico, se prepara de forma que tenga una capa metéli
ca 912 de un grosor calculade para que proporcione,
por ejemplo, una transmisividad del uno por cientb,
6 cualquier otro porcentaje adecuado, de.una radia-
cidn electromégnética predeterminada, como es la
luz ordinaria. Después de exposicidn a radiacidn e-
lectromagnética durante un periodo de tiempo predas-

terminado y con una intensidad predeterminada, la
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reaccidn entre el metal de la capa metdlica 912 vy
el material de la capa 914 hace que el elemento 210
se haga por ejemplo un cincuenta por ciento transmi
sor de la radiacién. Je esta Forma se puede ver que
se pueden hacer filtros de transmisidén segdn los
principios del Qrésente invento; o alternativamen~
te, tales cambios en cualidad dptica del elemento
sensible a la radiacidén electromagndética 910 puede
utilizarse con ventaja en el registro d6ptico vy lec-
tura dptica de informacién acumulada en un cddigo &
patrén apropiado en el elemento sensible a la radia
cidén electromagnética., Como resultado de iz exposi-
cidn selectiva y a discrecidn a la radiacidén elec-
tromagnética apropiada en un patrdn apropiado y éun
una duracidn e intensidad suficiente para producir
la -reaccién de los materiales de las dos-tapas, el
slemento sensible a la radiacidn electromagnética
expuesto tiene virtualmente .la forma ilusirada es-
.quemdticamente en la figura 100, en la qus- las dreas .
sin afectar 954 permanecen virtualmente no transmi-
sores mientras que las dreas expuestas 966 se han
hecho practicaments transmisoras,

Segln se mencidnd anteriormente, se ha
descubierto que al menos parte de los materiales a-
propiados para la capa 914 exhiben una transformé-
cidn quimica y fisica considerable cuando se expo-
nen a radidacién electromagnédtica 6 bombardeo de par
ticulas, adn cuando ss omita la capa metdlica. Ejem
plos de tales materiales comprenden monosulfurc de

arsénico, bisulfuro de arsénico, trisulfuro de arsg
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nico, trisulfuro de arsénice, pentasulfuro de arséni
co y mezclas de arsénico~azufre-iodo. Cuando se uti
lizan tales materiales, la capa metalica pugde omi-
tirse si as{ se desea, sin desviarse por ello del
5. espiritu y alcance del invento. Las capas deposita-
.das en vapor, tanto si se depositan sobre una capa
superpuesta metdlica reactiva, como sind, se hallan
entre las mds sensibles a las radiaciones electro-
magnéticas, lo que parece resultar por la estructura
10. molecular particular producida por el rdpido enfrig
miento de la delgada capa depositada sobre el subs-
trato,
De esta forma se puede ver que lus elemen
tos sensibles a la radiacién y los procedinientos
15. para su utilizacidn segdn el prescnte invento pro-
porcionan medios para aplicacidn prdctica mediante
las cuales se pueden obtener articulos Gtiles por
exposicidn a radiacién electromagnética cen un dibu
jo o disefio predetorminado, seguido de stapas sim-
20. ples de elaboracidn.
NODOTA
Descrita suficientemente la naturaleza
del invento asi como la manera de realizarlo en la
préctica, debe hacerse constar que las disposicio-
25, nes anteriormente indicadas son susceptibles de mo-
dificaciones de detalle en cuanto no alteren su
principio fundamental, También se hace constar que
el invento corresponde a una solicitud de Patente
presentada en Narteamérica, con fechas y ndmeros si

30. guientes: 25 de mayo de 1967, Ser. n? 641.202; 1 de
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junio de 1967, Ser. n® 642,972; 14 de junio de 1967,
Ser. n2? 646.109; 20 de junio de 1867, Ser. n?2 .
647.525; 26 de junio de 1967, Ser. n2 648,713; Si
de agosto ds 1967, Ser. n2., 662.214; 6 de octubre
de 1967, Ser. n2 673,410; 27 de noviembre de 1367,
Ser. n2 685.923; y 19 da febrero de 1968, Ser, n2
706.423; acogiéndeose por lo tanto a los beneficics
que conceden los Convenios Internacionales en vigor
siendo lo que constituye la esencia del referide ip
vento y por lo que se solicita Patente de Invencidn
por 20 afios en Espéﬁa, sobre: "PRDCEDIEIEHTQ PARA '
HACER UM GRABADO WMETALICO-EN RELIEVEM; carécferizéa
dose por lo siguiente: . o -
l2,~ Procedimiento para hacer.un grabado

metdlico en relieve, por medio de un elemento sensi

~ble a"la radiacidn electromagnitica, que Tomprende

esencialmente dos capas distintas sensiblemente ad-
herentés entre si, siendo la primera de dichss ca- -
pas una capa metdlica dispuesta adherida ﬁ'un subsg-
trato y siendo la segunaa de dichas capas de un na-
terial capaz de formar un producto de reaccidén con

dicha primera capa cuando se expone a la citada ra-
diacidn, cuyo procedimiento comprende las operacio-
nes de: hacer incié}r una imdgen definida de radia-
cidn sobre la segunda capa de dicho elemento sensi-
ble a la radiacidn para producir de una Forma scleg

tiva y a discrecidn la formacidn cde dicho producto

.da reaccidn en 4dreas predeterminadas de los limites

entre dicha primera y segunda capa para consumir de

una forma selectiva y por separado en profundidad
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partes de dicha primera capa; y eliminar. dicho subg
trato. A

28,~ Procedimiento segin la feivindica-
cién 12, caracterizado porque comprende ademds la
.operacidn de eliminar dicho producto ds reaccidn.

3a,- Erbccdimiento segin la reivindica~
cién 12, caracterizado porque comprende ademds el
unir dicha segunda capa a un soporte,

43,- Procedimiento segln la reivindica-
cidn 12, caracterizado porque comprends ademis las
operaciones de: unir dicha primera cepa a un sopor-
te; ulteriormente exponcr dicho elemento sansible a
la radiacién de una Forma ﬁnirorma a radiacidn elég
tromagnética para producir una reaccidn en sl resto
de las éreas de los limites comprendidos entre di-
cha primera y ssgunda capas suficiente solamsnte pa
ra reducir la adherancia entre las mismas; y elimi-
nar dicha segunda capa. ’

58,~ Procedimisnto seglin la reivindica-
cién 323, caracterizado porque dicho soporte ms sen-
siblemente transmisor de dicha radiacidn electromag
nética,

68,- Procedimiento segdn la reivindica-
ci6én la, caracterizado porque dicha primera capa es
un metal que pertenece a un grupo que comprende,
plata, niquel, cobre, columbio, plomo , hierro, aluy
minio, zinc, cromo y las mezclas de los mismos.

73,- Procedimiento seqdn la reivindica-
cidn 12, caracterizado porque el material de dicha

segunda capa se elige de un grupao gue comprende ha-
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. légeno, azufre, iodo, arsénico, selenio,.teluro, ta

lio, haluro, metdlico, sulfurc metdlico, ioduro me-
tdlico, arseniuro metdlico, seleniuro metdlico, te-
lururo metdlico, y las mezclas de los mismos.

B2,- Procedimienta segin la reivindica-
cidn 123, caractapizado porque el -material de dicha
segunda capa se elige del grupo qus comprende sulfuy
ros metdlicos, haluros metélicos, scleniuros metdlji
cos, sulfuros de arsénico, sulfuro de antimonio,
sulfuros de plaéa, sulfuro de vismuto, sulfuros de
cromo, yoduro de plomo, cloruro de cobre, clorurc
de mercurio, seleniurs de arsénica, y mezclas de 6-
xidos de arsénico-azufre, selenio-azufre, arsénico-
-azufre-haldgeno, 'y arsénico-azufre-antimonic, y ex

poner dicha capa discretamente y selectivamente a

-~la radiacidn electromagnética,

98,- Procedimiento segln la reivindica-
cién 12, caracterizado porque el material da dicha
sequnda capa 88 elige de un grupo que, cpmpreﬁda tri
sulfuro de arsénico, pentasulfuro de arsénico, y
las mezclas de los mismos,

108.- Procedimiento seqln la reivindica-’
cidn 18, caracterizado porque comprende: exponer de
una forma selectiva y a discrecidn-mediante la pro-
yeccidn de una imagen de un dibujo que se ha de 05-
tener la superficie de un elemento de radiacidn e-
lectromagnética que comprende dicho soporte con una
capa metdlica adherentes sobre el mismo, hallédndcse
provista dicha capa metélica de una capa superpucs-

ta fuertemente adherente de un material capaz de re
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accionar con el metal de dicha capa metdlica cuando
se expone a la citada radiacidn para formar un pro-
“ducto de reaccién con la misma; exponer dicho ele-
mento a una imagen proycctada por el mismo durants
5. un periodo suficientc para producir la citada rcac-
cidn de una Forma selectiva Yy separada para consu-~
mir de un modo selectivo y separado en profundidad
partes de dicha capa metdlica; exponcr dicho alemen
to de un modo unifaorme a radiacidn electromagndtica
1o, para producir una reaccidn en las drezs restantes
de los limites comprendidas entre dicha capa metdli
ca y dicha capa superpuesta suficiente solamente pa
ra reducir la adhaerencia entre las mismas; séparaf
dicha capa superpuesta de dicha capa mctdlica; y eli
15. minar dicho producto de reaccidn para que se forme
sobre--dicho soporte un grabado-metdlico adherido al
mismo que sea reproduccidn metdlica de la citada i-
magen.
. 1128,- Procedimiento segln la reivindica-
20, cidén 12, para hacer un dibujo metdlico en relieve
por medio de un elemento sensible a la radiacién e-
lectromagnética que comprende una capa metdlica re-
cubierta con una capa superpuesta adherente de un
material capaz de reaccionar con dicha capa metdlica
25. cuando se expone a la radiacidn eloctromagnética pa
ra reducir la adherencia entre dicha capa superpueg
ta de dicha capa metdlica, caracterizado porqué com
prende las operaciones de: proyectar una imagen de
radiacidn electromagnética del dibujo que se ha de

30. reproducir sobre el elemento sensible .a la radiacidn
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para producir la Fuerza'de.adherencia en drcas pre-
determinadas comprendidas entre la capa superpudsta
y la capa metélica en los lugares donde incide di-
cha radiacidn electromagnética; quitar partes de di
cha capa superpuesta correspondiéntes a dichas &-
reas de adherencia reducida nientras que se dejan
las otras partes de dicha capa superpuesta adheridas
a dicha capa metdlica; y calsntar dicha capa metdli
ca para producir una reaccién entre las partes res-
tantes de dicha capa superpuesta y dicha capa metd-
lica atacando en profundidad dicha capa metdlica en
las citadas dreas cubiertas por las referidac par-
tes restantes de dicha capa.superpuasta.

122, Procedimiento segln la reivindica-
gién 102, caracterizade porque dicha capa metdlica
tiene un substrato distinto,

132,~ Procedimiento seqlin la reivindica-

cidén 102, caracterizado porque la operacidn ce qui-

tar’ dichas partes de la capa superpuesta se afectia

por medio de un elemento provisto de un recubrimien
to adhesivo que forma con dicha bapa superpuesta
una adherencia mds fuerte que la adherencia reduci-
da entre dicha capa superpuesta y la citada capa me
tédlica, siendo dicha adherencia mds debil que la
fuerza normal de adherencia entre la citada capa sy
perpuesta y la referida capa metélica.

' 142,- Procedimianto segdln las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque dichas &-
reas de dicha primera capa, en la zona asi descu-

bierta, se tratan electrogquimicamente por medio de
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electroplastia.
158,~ Procedimiento segldn las reivindica~
“tiones "anteriores, cdracterizado porqué dichas dreas
de dicha primera capa se tratan electromagnéticamen
5. - te mediante erosién slectroquimica.

163,- Procedimiento segdn la reivindica-
cién 12, para hacer una reproduccidn metdlica perma
nente de autorevelado de una imagen por medio de un
elemunto sensible a la radiacidn que comprende una

10. ldmina flexible de material que pertenece a un gru=-
po que cemprende papel, cartdn, pléstico y ctros si'
milares, una capa sensiblemente delgada da mztal sp
bre una superficie de dicha ldmina flexible y una
capa superpuesta sobre dicha capa de metal da un ma

15, terial capaz de reaccionar con el metal de dichz c3g
pa cuando se-expone a radiacidn electromagndtica -pa
ra formar un producto de reaccidn con ung CoEposi-
cién y caracteristicas fisicas diferentes & las de
dicho material y dicho metal, caractcrizado porque -

20. comprende: exponer de una forma selectiva y a discre
cién dicho elemento sensible a la radiacidn a una
radiacién fFormadora de imagen suficientemante para
producir de un mddo selectivo y a discrecién una
reaccidn entre dicho metal y dicho material con la

25. formacidn del citado producto de reaccidn consumien
do de una forma sclectivo y a discrecidn dicho me-
tal; y eliminar dicho producto de reaccidn.

178,~ Procedimiento seéﬁn la reivindica-
cién 162, caracterizado. porque dicha capa superpues

30.  ta se halla en fase sdlida,
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182,- Procedimiento segdn la reivindica-
cidn 158, caracterizado porque dicha capa superpucg
ta se halla en fase liquida.

192,- Procedimiento segdn la reivindica-

5, cidn 152, caracturizade porque dicha capa superpues
-ta se halla en fase de vapor.

208,- Procedimiento segdn la reivindica-
cidén 173, caracterizado porque comprende ademis la
operacidn de quitar dicha capa superpuesta,

10. 21l2,- Procedimianto segin la reivindica-
cién lBQ,-caracteriiado'porqua comprende .adends la
operacidn de virar dicha producecidn metdlica,

‘ 228, Protedimiento segﬁn'la reivindica-
_cién 218, caracterizado porque dicho metal es plata
15, y dicho virado se efectla mediante vapor de sulfuro
- dé~hHidrdgeno.
232,~ Procedimiento segin la reivindica-

cidn 202, caracterizado porque las operaciones de g-

liminar dicho producto de. reaccidn y dicha cepa su-

20, perpuesta se efectia simultdneamente aplicando mo-

mentdneamente diche elemento después de su exposi-
cién a la radiacidn alrededor de un elemento de dig
metro virtualmente pequefio,

248 ,~ Procedimiento seqin la reivindica-

25, cidén 1%, para hacer una imdgen en relieve por medio

de un elemento sensible a la radiacidén de capas mdl

tiples que comprende asencialmente una pluralidad de
....astratos adherentes virtualmente superpuestos y sepn

siblemente transmisores de dicha'radiacién, consis-

30, tiendo cada uno de dichos estratos en un par de ca-



[32]
.

10.

15.

20,

25,

30,
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pas sensiblemente adhetrentes hechas de materiales

distintos capaces de reaccionar cuando se exponen a
dicha radiacién para formar un producte de reaccién
que tiene unas caracteristicas fisicas y de composi
cidn diferentes de dichos materiales, caracterizado
porque comprende las operacioncs de: hacer incidir
una imagen definida de radiacién sobre el primero
de dichos estratos de forma que dicha radiacidn pe-
netre parcialmente de una forma selectiva y a volun
tad mds alld del primero de dichos estratos hasta
una profundidad proporcional a la intensidac de di-
cha radiacién formando asi zonas en las que'se for-
me dicho producto de reaccidén hasta una profundidad
dependiente localmente de la intensidad‘@g dicha ra
diacidn; y eliminar dicho producto da inter-reaccidn.

.-252,~ Procedimiento segdn la reivindica-
cidn 2428, caracterizado porque dicha imagan defini-
da de radiacidn consiste eh una configuracidn de la.
imagen en relieve a obtener y comprende las etapas
adicionales de: eliminar al menos uno de dichos es-
tratos dentro del perimetro de dicha configuracidn
por lo que se define una superficie rebajada que ca
rresponde a dicha configuracién,

262,- Procedimiento segln la reivindica-
cifn 242, caracterizado porque dicho producto de re
accidén se elimina mediante accidn quimica selectiva,

272,~ Procedimiento segin la reivindica-
cidn 242, caracterizado porque dicho producto de rg
accidén se elimina mediante accidn mecdnica,

282,~ Procedimiento segln la reivindica-



5.

cidn 248, caracterizado porque dicho producto de rg

'd rd .
]

accidn se elimina mediante sublimacidén térmica..

292 ,~ Procedimiento para hacer un grabado
metdlico en relieve; tal y come gueda sustancialmen
te descrito en la presente memoria y dibujos adjun-
tos. i

Esta Memoria consta de 124 hojas escritas
a mdquina por una sola cara,

fladrid,
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